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INTRODUCCION

El uso de smartphones o teléfonos inteligentes, para bien o para mal se ha vuelto una
necesidad en nuestra vida cotidiana. En esta época en la que el conocimiento llega y
se transforma a velocidades increibles, paradéjicamente las personas se distancian
fisicamente, pero se fortalece el acercamiento por medios méviles.

Asi, los cambios tecnoldgicos han ocasionado la transformacion del comportamiento

a todo nivel, incluidos los procesos educativos.

De acuerdo, a una pequefia encuesta que se realizé el semestre pasado en el grupo de
Ingenieria de Materiales, se encontré que, practicamente, todos los alumnos tienen
un smartphone, de precios muy variables, sin embargo, todos ellos con capacidades
que ho se podian haber imaginado hace unos afos, pero curiosamente, pocos alumnos
los utilizan conjuntamente con un programa o App que ayude a resolver problemas
bdsicos de ingenieria, sélo unos cuantos utilizan Geogebra, y algunos sobre
electricidad, de ahi en fuera, Unicamente utilizan el teléfono para comunicarse o
Jugar.

En base a lo anterior, en este breve trabajo se exponen algunas Apps que pueden
servirles a los alumnos en la resolucién de problemas especificos de ingenieria, tanto

como estudiantes como ya en el ejercicio de su profesidn.

Como siempre, toda sugerencia y recomendacion, serd bien recibida.
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CAPITULO 1
SISTEMAS OPERATIVOS

1.1. INTRODUCCION

El sistema operativo es un programa que coordina y dirige todos los servicios y
aplicaciones que utiliza el usuario, por eso es el mds importante y fundamental en una
computadora. Se trata de programas que permiteny regulan los aspectos mds bdsicos
del sistema. Los sistemas operativos mds utilizados son Windows, Linux, Android, Tos
Los sistemas operativos, llamados también nucleos o kernels, suelen ejecutarse de
manera privilegiada respecto al resto del software, sin permitir que un programa
cualquiera realice cambios de importancia sobre él que puedan comprometer su
funcionamiento. El sistema operativo es el protocolo bdsico de operatividad del
computador, que coordina todas sus demds funciones: de comunicaciones, de
procesamiento, de interfaz con el usuario, etc.

Los sistemas operativos consisten en interfaces grdficas, entornos de escritorio o
gestores de ventanas, que brindan al usuario una representacién grdfica de los
procesos en marcha. También puede ser una linea de comandos, es decir, un conjunto
de instrucciones ordenado en base a su prioridad y que funciona en base a comandos
y ordenes introducidos por el usuario.

Las primeras versiones de las computadoras no poseian sistemas operativos. En la
década de los sesenta los ordenadores usaban procesamientos por lotes. Fue durante
estos afos cuando comenzaron a desarrollarse los sistemas operativos. Si bien a
partir de los ochenta ya habian comenzado a surgir algunos muy conocidos, fue a partir
de los noventa cuando estos programas comenzaron a ser mds flexibles y fuertes. Uno

de los grandes hitos fue el lanzamiento de Windows 95
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1.2. ¢PARA QUE SIRVE UN SISTEMA OPERATIVO?

Los sistemas operativos permiten que otros programas puedan utilizarlo de apoyo para
poder funcionar. Es por ello que a partir del sistema utilizado podrdn ser instalados
ciertos programas y otros no.

Como se ha dicho, los sistemas operativos son parte esencial del funcionamiento de
los sistemas informdticos. Son la pieza de software central en la cadena de procesos,
ya que establecen las condiciones minimas para que todo funcione: la administracién
de los recursos, el método de comunicacién con el usuario y con otros sistemas, las

aplicaciones adicionales, etc.

1.3. COMPONENTES DE UN SISTEMA OPERATIVO
El sistema operativo posee tres componentes esenciales. Estos hacen referencia a los
paquetes de software que permiten la interaccién con el hardware:

« Sistema de archivos. Es el registro de archivos, donde estos adquieren una
estructura arbérea.

o Interpretaciéon de comandos. En segundo lugar, se encuentran aquellos
componentes que permiten la interpretacion de los comandos. Estos tienen
como funcién comunicar las érdenes dadas por el usuario en un lenguaje que el
hardware pueda interpretar, sin que aquel que de las 6rdenes conozca dicho
lenguaje.

« Nudcleo. El dltimo componente a mencionar es el ndcleo. El mismo permite el
funcionamiento en cuestiones bdsicas como la comunicacion, entrada y salida

de datos, gestion de procesos y de la memoria entre otros.
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1.4. FUNCIONES DEL SISTEMA OPERATIVO

Gestionar la memoria de acceso aleatorio y ejecutar las aplicaciones,
designando los recursos necesarios.

Administrar al CPU gracias a un algoritmo de programacion.

Direcciona las entradas y salidas de datos (a través de drivers) por medio de
los periféricos de entrada o salida.

Administra la informacién para el buen funcionamiento de la PC.

Se encarga de dirigir las autorizaciones de uso para los usuarios.

Administra los archivos.

1.5 EJEMPLOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

Microsoft Windows. De los mds populares que existen, inicialmente se trato de
un conjunto de distribuciones o entornos operativos graficos, cuyo rol era
brindar a otros sistemas operativos mds antiguos como el MS-DOS, de una
representacion visual de soporte y de otras herramientas de software. Se
publicé por primera vez en 1985 y desde entonces se ha actualizado a nuevas

versiones.
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Figura 1.1. Interfase de usuario de Windows 3.11.

MS-DOS. Se trata del Sistema Operativo de Disco de MicroSoft (siglas en
inglés de MicroSoft Disk Operating System), fue de los sistemas operativos
mads comunes para computadoras personales IBM durante la década de 1980 y
hasta mediados de los 90. Contaba con una serie de comandos internos y

externos, mostrados en una pantalla oscura de manera secuencial.
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Figura 1.2. Pantalla de MS-DOS

UNIX. Este sistema operativo fue desarrollado tempranamente en 1969, para

ser portable, multitarea y multiusuario. Se frata realmente de una familia

entera de SO similares, algunas de cuyas distribuciones se han ofrecido

comercialmente y otros en formato libre, siempre a partir del nicleo llamado

Linux.
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Figura 1.3. Unix

o MacOS. Se llama asi al sistema operativo de los computadores Macintosh de
Apple, y se le conoce también como OSX o Mac OSX. Basado en Unix y
desarrollado y vendido en computadores Apple desde 2002, se trata de la

competencia mds acérrima del popular Windows.
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Figura 1.4. Mac OS X Lion 10.7

Ubuntu. Este sistema operativo es libre y de cddigo abierto, o sea, que todo el
mundo podria modificarlo sin violar derechos autorales ningunos. Toma su
nombre de cierta filosofia surafricana ancestral, enfocada en la lealtad del
hombre hacia su propia especie por encima de todo. Basado en GNU/Linux,
Ubuntu se orienta hacia la facilidad de uso y la libertad total, y la empresa

britdnica que lo distribuye, Canonical, subsiste brindando servicio técnico.

-10 -
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Figura 1.5. Ubuntu, una variante de Linux

e Android. Este sistema operativo basado en el nicleo Linux, opera en teléfonos

celulares y tablets y otros artefactos dotados de pantalla tdctil. Fue

desarrollado por Android Inc. y comprado posteriormente por Google, gracias

a lo cual es tan popular que las ventas de sistemas informdticos Android

superan a las de IOS (para teléfonos celulares Macintosh) .

-11 -
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Tos. es un sistema operativo propiedad de Apple orientado a sus dispositivos méviles

tdctiles como el iPhone, el iPod touch el iPad. Cuenta con actualizaciones periédicas

que estdn disponibles para su descarga y actualizacion a través de iTunes, que es el

software gratuito e indispensable para manipular y sincronizar toda clase da archivos

en estos dispositivos.

Una de las novedades que ha incluido Apple en sus dltimos dispositivos, es la

actualizacion del sistema via OTA (on the Air), lo que se hace directamente desde el

propio terminal y sin tener que conectarlo a iTunes ni necesidad de poseer un

ordenador personal, ya que sélo se requiere una conexion WiFi. En la actualidad, este

sistema operativo va por su version o firmware nimero 5 .

-12 -
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Figura 1.7. Pantalla de Tos.

1.6. EL BIOS

Aunque pase inadvertida para la mayoria de los usuarios, la BIOS del sistema es la
pieza fundamental para que cualquier computadora cumpla con su funcién, sin este
chip, el equipo sdlo serviria de pecera, tal es la importancia del mismo dentro de un

sistema de cémputo.

1.6.1. Definicion de BIOS
BIOS es la abreviatura de Basic Input Oufput System, y es un software que reside
en un chip instalado en la tarjeta madre de la PC, y que realiza su tarea apenas se

presiona el botén de encendido del equipo.

-13-
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Figura 1.8. C.I conteniendo el BIOS

Bdsicamente, la BIOS, nombre que proviene de las primeras épocas de la computacion
personal, cuando este hardware era el encargado de realizar las operaciones de
entrada y salida, es un chip o circuito integrado que en su interior almacena una serie
de rutinas de software que ponen en funcionamiento el resto del hardware de la placa

base. También es el primer programa que se ejecuta al encender la PC.

1.6.2. cComo funciona la BIOS?
El propdsito de esta pieza de hardware es, una vez que se enciende la computadora,
inicializar y configurar, ademds de probar que se encuentre en buen estado de
funcionamiento, todo el hardware del sistema, incluyendo la memoria RAM, discos
duros y demds placas del sistema, para una vez finalizado este paso, carga el gestor
de arranque para que comience a ejecutarse el sistema operativo predeterminado de

la computadora.

-14 -
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Si la BIOS detecta cualquier problema de funcionamiento en alguno de los elementos
mencionados, ho permitird que se llegue a la instancia de arranque del sistema

operativo hasta que el problema sea solucionado.

Figura 1.9. Phoenix BIOS

Cabe destacar que la informacion necesaria para realizar su tarea se almacena en otro
chip del tipo CMOS ubicado en la misma placa base, llamado CMOS, en este caso, para
que los datos que contiene el chip no se pierdan, se utiliza una bateria para
alimentarlo.

En el caso de que esta pierda su energia, o tenga algin problema, todos los datos en
el chip CMOS se perderdn, teniéndose que configurar nuevamente la BLOS para poder

seguir usando la PC.

- 15 -
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1.6.3. ¢Se actualiza la BIOS?

La respuesta a la pregunta es un rotundo si. Con el avance de la tecnologia, también
se modernizaron este tipo de chips de BIOS, los que ahora utilizan tecnologia de
almacenamiento Flash, es decir que no serd necesario remover el integrado de la BIOS
para reescribir su contenido, los que nos permite modificar pardmetros, o afadir
huevas caracteristicas de manera sencilla y rdpida.

La actualizacién de la BIOS permite, en términos concretos, hacer funcionar la placa
con un procesador que antes no se podia instalar, o solucionar temas de
compatibilidad con ciertos tipos de hardware como memorias o placas, claro esta que
siempre dependerd del fabricante y tipo de placa si existen actualizaciones para

realizar.

© BIOSFirmware Downloads

WARNING!

Please do not download / upgrade the BIOS/Firmware UNLESS your
system has a BIOS/firmware-related issue. Flashing the wrong
BIOS/firmware can cause irreparable damage to the system.

In no event shall Supermicro be liable for direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages arising frem a BIOS/firmware
update.

BIOS File Name: x9scm2 917.zip
Size (KB): 2,750
BIOS Revision: R2.0b

File Description: This zip file contains BIOS ROM, Flash utility,
and Readme instructions. You may download
the free WINZIP utility to extract the contents of
this file.

1.10. Actualizacion del BIOS

-16 -


https://tecnologia-facil.com/que-es/que-es-una-placa-de-video/
https://tecnologia-facil.com/que-es/que-es-una-placa-de-video/

UNAM FES-C Departamento de Ingenieria

Sin embargo, la actualizacién de la BIOS no es un tema que deba tomarse a la ligera,
ya que cualquier paso erréneo podria llevar a la computadora al final de su vida activa.
Una actualizacién de BIOS sodlo deberd llevarse a cabo siempre y cuando sea
necesario.

Por dltimo, cabe destacar que esta tecnologia, a pesar de haber dado sobradas
muestras de eficiencia y capacidad, se encuentra en pleno proceso de ser
reemplazada por UEFTI, (Unified Extensible Firmware Interface), una tecnologia que

permite al usuario tener un mayor control de su equipo.

1.6.4. Tipos de BIOS
Como ya se vio, el término BIOS en computacion deriva de las iniciales del concepto
en inglés Basic Input/Output System, es decir que se trata de un sistema bdsico de
entraday salida, y ya hemos aprendido que consiste bdsicamente en un chip que posee
la funcién de permitir el inicio de una computadora, y al mismo tiempo este chip es el
encargado de la regulacién del flujo de informacién que se produce entre los distintos

componentes de la PC y la motherboard de la misma.

Ahora bien, con la definicién de BIOS bien clara, debemos saber también que existen
diferentes tipos de BIOS las cuales en lineas generales se diferencian por el método
utilizado por el fabricante de la BIOS para grabar informacion en el chip para que se
adapte al tipo de motherboard en el cual va a ser instalado. Asimismo, se diferencian

por las funciones que ofrecen de cara al usuario.

-17 -
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Figura 1.11. Tan peguefio, y tan importante

-18 -
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CAPITULO 2
¢QUE ES ANDROID?

Android es un sistema operativo basado en Linux que fue pensado en un principio para
usarse con un teclado y un cursor que permitia navegar por las aplicaciones. En la
actualidad, tras varias actualizaciones, estd pensado para dispositivos méviles con
pantalla tdctil, ya sean smartphones o tabletas. Inicialmente fue creado por la
compatiiia de software Android Inc, pero en el afio 2005, Google compré la empresa 'y

2 afios después presentd el sistema operativo.

No seria hasta un afio mds tarde cuando se lanzara el primer mévil que contaba con
este sistema, el HTC Dream, que comenzé a venderse en octubre de 2008. En la
actualidad, mds de mil millones de teléfonos y tablets de todo el mundo lo utilizan por
ser, «un sistema operativo personalizable, fdcil de utilizar y que funciona a la
perfeccion con las aplicaciones de Google», indican en su web oficial. El logotipo, y

casi mascota, del sistema es Andy, un androide verde.

Figura 2.1. La mascota de Android
-19 -
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2.1. SISTEMA OPERATIVO LIBRE

El hecho de que convierta cualquier teléfono en prdacticamente un ordenador de
bolsillo lo hace cémodo para los usuarios, y que sea de cédigo abierto facilita las cosas
a fabricantes y desarrolladores. Hacer aplicaciones para su uso en un dispositivo
movil, o su instalacién en uno de ellos, no tiene ningln coste, por lo que lanzar un

teléfono o aplicacién con Android tiene un bajo coste.

Ademds, que sea libre y cualquiera pueda inspeccionar su cédigo fuente facilita que
se detecten los fallos mds rdpidamente y que los fabricantes puedan adaptar de una
manera mds sencilla el sistema operativo a sus terminales con el objetivo de ofrecer
mds posibilidades a sus usuarios. Otros sistemas operativos funcionan con un cédigo

cerrado en el que sélo el fabricante del mismo puede hacer modificaciones.

2.2 DISPOSITIVOS CON ANDROID

Mientras Android se sitla a la cabeza siendo el sistema operativo mds presente en la
mayoria de los mercados, el iOS de Apple tiene el poder en cuanto a fidelidad y gasto,
segln un estudio de Kantar World Panel. Cada vez mads dispositivos incorporan el
sistema operativo de Google, que en la actualidad se utiliza en teléfonos inteligentes,

la television de Google, ordenadores portdtiles, tabletas, weareables y auriculares.

El primer smartphone del mundo con Android fue lanzado al mercado en octubre del
afio 2008 por la marca HTC. Fue el HTC Dream, también conocido como T-Mobile G1
y que incorporaba el sistema operativo Android 1.0. Esta marca también lanzo, 2 afios
después, el primer terminal Android 4G, el HTC Evo 46. Desde entonces muchos

smartphones se han unido a los propios de Google en la incorporacién del sistema

-20 -
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Android. Actualmente, teléfonos como el Galaxy S20 Plus, OnePlus 7 Pro, Samsung

Galaxy Z Flip, Pixel 4 XL y muchos otros tienen instalado este sistema operativo.

Caracteristicas de Android

Cédigo abierto.

Ndcleo basado en el Kernel de Linux.

Adaptable a muchas pantallas y resoluciones.

Utiliza SQLite para el almacenamiento de datos.

Ofrece diferentes formas de mensajeria.

Navegador web basado en WebK:it incluido.

Soporte de Java y muchos formatos multimedia.

Soporte de HTML, HTML5, Adobe Flash Player, etc.

Incluye un emulador de dispositivos, herramientas para depuracién de memoria
y andlisis del rendimiento del software.

Catdlogo de aplicaciones gratuitas o pagas en el que pueden ser descargadas e
instaladas (Google Play).

Bluetooth.

Google Talk desde su versién HoneyComb, para realizar videollamadas.

Multitarea real de aplicaciones.

2.3. ACTUALIZACIONES DE ANDROID

Hasta el momento ha habido 11 actualizaciones de Android, y se espera proximamente

una nueva. Las distintas versiones van corrigiendo fallos del programa, e incluyendo

mejoras en las prestaciones y nuevas funcionalidades, pero la peculiaridad se

encuentra en su hombre. Android utiliza para todos ellos nombres de postres en inglés

y cada uno empieza por una letra distinta siguiendo un orden alfabético.

-21-
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Android 1.0

Apple Pie: la primera version comercial del software fue el Android 1.0 también
conocido como Apple Pie (pay de manzana). Se lanzé en septiembre de 2008.
Banana Bread: La versién 1.1 recibié el nombre de Banana Bread (pan de pldtano)
y fue una pequefia actualizacion que se publicé en febrero de 2009. Afadia
detalles sobre lugares y negocios en Google Maps, hacia cambios en el estado
de la pantalla durante las llamadas y permitia guardar archivos adjuntos en los
mensajes.

Cupcake: La primera actualizacion importante llegé ese mismo afio 2009, fue la
1.5, también conocida como Cupcake. Introdujo el teclado virtual en la pantalla
y la posibilidad de insertar widgets. También otras funciones como copiar y
pegar del navegador, grabar videos y reproducirlos o subirlos a Youtube, las
transiciones animadas entre pantallas y la auto-rotacién y auto-sincronizacion,
entre otras.

Donut: La «c» dio paso a la letra «d» y llegé el turno del Donut. La version 1.6
fue otra pequefia actualizacion llevada a cabo en 2009, la tercera durante ese
afio. Trajo consigo una mejora en las blsquedas, la cdmaray la galeria de videos

y fotografias, ademds de una renovacién del Android Market.

Android 2.0

Eclair: El pepito francés, en inglés Eclair, puso nombre al Android 2.0y 2.1 en
octubre de 2009 y enero de 2010 respectivamente.
o Android 2.0: Esta version dio paso a un crecimiento exponencial del
sistema operativo. Permitia sincronizar los contactos de Facebook y
otras redes sociales como Twitter. Asi, los usuarios pasaron a ser

identificados con una fotografia de su red social. También tenia un mend
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de contacto rdpido, y su interfaz de usuario se mejorg, introdujo nuevas
mejoras en la cdmaray en su zoom, como el modo de escena, los efectos
de color o el enfoque de marco.
Android 2.1: Se introdujo por primera vez en el Nexus One e introducia
los fondos de pantalla animados y hasta 5 escritorios, frente a los 3 de
las versiones anteriores. También comenzé a dar soporte al
reconocimiento de voz e incorporé el botén de micréfono en el teclado.
o Froyo: La version 2.2 fue la abreviatura de frozen yogurt, o yogur helado.
Incrementd la velocidad del sistema tanto en las aplicaciones como en la
navegacién en internet. Un sistema que mejoraba el rendimiento y
permitia compartir la conexién 36 via wifi con otros dispositivos. Ademds
permitia instalar Flash Player para reproducir contenidos multimedia,
entre otras mejoras.
« Gingerbread: El pan de jengibre dio hombre al Android 2.3 en diciembre
de 2010. Su lanzamiento se materializé con el Nexus S e incorporé una
interfaz renovada con mds velocidad y sencillez. Entre las novedades
destacé la llegada de un nuevo teclado, la posibilidad de corregir texto ya
ingresado con sugerencias del diccionario o incluso cambiarlas por voz.
También llegé Voice Actions, que permitia realizar llamadas, mensajes o

usar el gps y mandar un email con la voz y permitia pagar por NFC.

Android 3.0

« Honeycomb: la versién del panal de miel fue la 3.0, la 3.1y la 3.2 de Android.

En ellas se modificé la interfaz y se creé una barra de acceso rdpido en la parte

inferior de la pantalla. Ademds, entre otros cambios, se modificé el teclado

para

adaptarlo a las grandes pantallas.
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Android 4.0

Ice Cream Sandwich: El sandwich helado fue la version 4.0 de Android y llegé
en octubre de 2011. De nuevo Google renové casi por completo la interfaz del
usuario, incorporé una nueva tipografia y permitio crear carpetas asi como
arrastrar y soltar aplicaciones. Por otro lado, introdujo nuevas acciones en la
pantalla de bloqueo para comprobar las notificaciones o usar la cdmara. En
cuanto al uso de datos, este nuevo sistema permitia controlar y gestionar el
uso de datos de la red. Una de sus grandes novedades fue el desbloqueo por
reconocimiento facial, aunque fue criticado por no ser del todo seguro.

Jelly Bean: las versiones 4.1 y 4.2 adoptaron el nombre de unas gomitas, y
ambas se presentaron en 2012. Mejoraron la estabilidad, funcionalidad y
rendimiento de la interfaz, asi como la barra de notificaciones que adopté
nhuevas funciones. El famafio de los widgets pasé a ajustarse automdticamente
al tamafio de la pantalla. Ademds, la entrada por voz ya no requeria una conexién
a internet y la bdsqueda a través de ella mejord al reconocer y predecir los
intereses del usuario en funcion del historial. Por su parte, la versién 4.2
permitia escribir deslizando el dedo sobre las letras y levantdndolo tras cada
palabra. Introdujo la posibilidad de tener varias pantallas de inicio segin el
usuario y la barra de notificaciones permitia acceder a la configuracién de la
pantalla y mejoraba el reconocimiento facial.

KitKat: la famosa barra de chocolate de Nestlé es la version 4.4 de Android
vigente desde septiembre de 2013. Una versidn sencilla y personalizable de
Android. Integra los mensajes de texto y los instantdneos en una sola
aplicacién, permite imprimir desde el mévil y prioriza los contactos a los que

mds llama el usuario. Asimismo, permite a los usuarios grabar en video y
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monitorizar lo que estdn viendo en la pantalla de su teléfono en lugar de hacer

pantallazos.

Android 5.0
Android Lollipop es una version del sistema operativo para dispositivos moviles
Android. Fue dada a conocer el 25 de junio de 2014 durante el Google I/0 2014
como Android L y su versién fue liberada el dia siguiente a determinados
dispositivos Google Nexus, concretamente el Nexus 5 y la tableta Nexus 7

2013.

Android 6.0
Android Marshmallow o "Malvavisco" es una version del sistema operativo para
dispositivos mdviles Android. Fue dada a conocer el 28 de mayo de 2015 en el
evento Google I/0O como Android M. Android Marshmallow, oficialmente
presentado ya con esa nomenclatura el 17 de agosto de 2015, se centra

principalmente en mejoras incrementales y nuevas caracteristicas.

Android 7.0
Android Nougat es una versidn del sistema operativo para dispositivos mdviles
Android. Fue dado a conocer el 18 de mayo de 2016 en el evento Google I/0.
Sus principales novedades se pueden resumir a la llegada de multiventana,
Vulkan, Doze mejorado y un mejor sistema de notificaciones y ademds, ahora
al levantar el mévil la pantalla se encenderd (disponible a partir de Android 7.1)
El dia 21 de marzo de 2017, Google anuncié su sucesor Android Oreo (cuyo

nombre clave durante su anuncio, fue Android "O").
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Android 8.0
Android Oreo es el nombre de la antependltima version del sistema operativo
movil Android que anuncié la firma Google el dia 21 de marzo de 2017. Su
nombre fue revelado el 21 de agosto de 2017, el dia del eclipse total de Sol en

Estados Unidos

Android 9.0
Android Pie (cuyo nombre en clave durante el desarrollo fue Android P) es el

decimosexto lanzamiento y la novena version del sistema operativo Android.

Primero, fue anunciado por Google el 7 de marzo de 2018, y la primera vista previa
de desarrollador fue lanzada el mismo dia. La segunda vista previa, considerada de
calidad beta, se lanzo el 8 de mayo de 2018. La tercera vista previa, llamada Beta 2,
fue lanzada el 6 de junio de 2018.4 La cuarta vista previa, llamada Beta 3, fue lanzada
el 2 de julio de 2018.5 La version beta final de Android P se lanzé el 25 de julio de
2018.

Android P fue lanzado oficialmente el 6 de agosto de 2018 bajo el nombre de Android

Pie (pastel). Esta disponible para dispositivos Google Pixel y Essential Phone.

¢Como actualizar la version de Android?
Los smartphones de Google reciben la Ultima versién de Android un par de semanas
después de su lanzamiento. Pero del resto de los dispositivos no todos recibirdn la

Ultima actualizacidn, y los que lo hagan pueden llegar a esperar hasta 18 meses.
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Todos con Android, pero diferentes

Android estd en la mayoria de los tferminales, pero eso ho quiere decir que todos sean
iguales, Samsung, LG, Alcatel, Motorola entre otros fabricantes, instalan en sus
huevos modelos este sistema operativo pero cada uno de ellos afiade una mdscara
propia a sus aplicaciones. Esta interfaz hace que se diferencien entre ellos y permite

a las marcas incluir mejoras que los teléfonos inteligentes predecesores no tenian.

2.4. APLICACIONES EN ANDROID
La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se
ejecutan en un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el nicleo
de las bibliotecas de Java en una mdquina virtual Dalvik con compilacién en tiempo de
ejecucion.
Las bibliotecas escritas en lenguaje C incluyen un administrador de interfaz grdfica
(surface manager), un framework OpenCore, una base de datos relacional SQLite, una
Interfaz de programacién de API grdfica OpenGL ES 2.0 3D, un motor de
renderizado WebKit, un motor grafico SGL, SSL y una biblioteca estdndar de € Bionic.
o Aplicaciones: incluyen un cliente de correo electrénico, programa de SMS,
calendario, mapas, navegador, contactos y otros. Todas ellas escritas en Java.
e Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso completo
a los mismos APIs del framework usados por las aplicaciones base. La
arquitectura esta disefiada para simplificar la reutilizacion de componentes;
cualquier aplicacion puede publicar sus capacidades y cualquier otra aplicacion
puede luego hacer uso de esas capacidades.
« Bibliotecas: incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios

componentes del sistema.
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« Runtime de Android: incluye un set de bibliotecas base que proporcionan la
mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas base del lenguaje
Java. Cada aplicacién Android corre su propio proceso, con su propia instancia
de la mdquina virtual Dalvik.

o Nudcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema
como seguridad, gestién de memoria, gestion de procesos, pila de red y modelo
de controladores. También actda como capa de abstraccién entre el hardware

y el resto de la pila de software.

2.5. TIPOS DE MEMORIA

Como los teléfonos méviles se vuelven mds inteligentes, su similitud con las PC se
vuelve mds estrecha. Incluso el mévil mas sencillo tiene tanto memoria ROM (memoria
de solo lectura) como RAM (memoria de acceso aleatorio) en el 2011. Las cuantias de
los teléfonos inteligentes rivalizaban con las de las computadoras portdtiles. Un
teléfono esta organizado de manera diferente a una PC, sin embargo. Sus necesidades
de memoria a largo plazo son similares, ya que utilizan mds capacidad de memoria ROM

y RAM.

Informacion de la memoria

Una computadora de escritorio o portdtil tiene varios tipos de memoria. Se utiliza la
memoria RAM para los documentos y programas abiertos, la ROM para programas
integrados, los discos duros para el almacenamiento en cantidad y el DVD-ROM para
almacenamiento extraible. Un teléfono celular, en comparacion, no tiene disco duro o
DVD-ROM. Pero si depende por completo de sus memorias RAM y ROM para almacenar

datos.
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RAM

La RAM es una memoria rdpida para transferir los datos a una tasa de millones de
caracteres de datos por segundo. También es barata y se puede leer y escribir en ella
con un ndmero ilimitado de veces. Sin embargo, cuando se suspende la alimentacidn,
la memoria RAM pierde sus datos, por lo que no se puede utilizar para almacenamiento
a largo plazo. La RAM actia como un bloc de notas de teléfono, asi como la carga de
programas, los resultados intermedios y otros datos a corto plazo. Los modelos de
teléfonos inteligentes como el iPhone 4 y el Galaxy S tenian 512 MB de RAM. Una PC
tipica a partir de 2011 tiene de 1 GB a 4 GB de RAM. La brecha entre las PC de
escritorioy los dispositivos méviles se esta cerrando, en 2007 un teléfono inteligente

tipico tenia 64 MB de RAM, hoy en dia, al menos tienen 8 MB de RAM.

ROM

A diferencia de la RAM, la ROM retiene sus datos incluso sin energia, por lo que sirve
como almacenamiento a largo plazo en un teléfono inteligente. Tiene una capacidad
limitada para aceptar los nuevos datos, sin embargo. Los chips mds antiguos de éste
tipo de memoria, fueron fabricados por primera vez en 1965, los cuales recibian su
programacion en la fdbrica, y era permanente. Las nuevas generaciones de ROM
facilmente recibian la nueva programacion, aunque para los teléfonos méviles, no se

puede escribir en ella.

Flash

Un nuevo tipo de memoria, conocida como flash, desdibuja la distincién entre las
memorias RAM y la ROM. Como la ROM, la memoria flash mantiene sus datos cuando
la unidad estd apagada. Puedes sobrescribir datos millones de veces, aunque no tanto

como en la RAM, pero mds que la tradicional ROM. Con el avance tecnoldgico, la
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capacidad de los chips de memoria flash y al igual que los discos duros rivales, la Flash
ofrece una capacidad de almacenamiento de mds de 30 GB para teléfonos maviles, lo
que permite guardar colecciones de musica, peliculas y otro tipo de informacién de

tamafio considerable.

Es posible "extenderla" a través del uso de una tarjeta de memoria (miroSD), con
también tecnologia FLASH, incrementando de esta forma el espacio para almacenar
documentos, imdgenes y videos. También es posible instalar aplicaciones en la tarjeta
de memoria, pero sélo algunas (depende del desarrollador y versién de Android) y de

forma parcial.

64GB

[EacimicroSD
LG

v

Figura 2.2. Memoria micro SD de 64 6B

Uno de los problemas mds frecuentes a los que se enfrentan los usuarios de teléfonos
méviles es el de la falta de espacio libre en el dispositivo. Se trata de una
circunstancia incémoda y que perjudica notablemente la experiencia de uso del
terminal tanto en el rendimiento del movil como en la parte de la funcionalidad, al
impedir que instalemos apps, hacer fotos, grabar videos o manejar documentos.
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De hecho, el almacenamiento de un madvil es un dato que generalmente no se conoce
con exactitud. Compramos un mévil con, digamos, 2 GB de RAM y 16 GB de
almacenamiento, pero no siempre asociamos esos datos con la realidad de lo que

podemos hacer con el terminal en el dia a dia.

LaRAM, los 2 GB, 3 GB, 4 GB o incluso ya 6 GBy 8 GB en algunos modelos, que aparecen
como dato en las hojas de especificaciones, es memoria volatil que usa el movil para
sus frabajo con las aplicaciones y el sistema operativo. No influye para el punto que
nos ocupa. El dato relevante es el del almacenamiento interno, que puede ser de 8 GB,
16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB o incluso 256 GB con 512 GB previstos para terminales

de este ano.

Actualmente, es complicado encontrar smartphones con 8 GB, aunque los hay. En este
caso, poco se podrd hacer, salvo instalar el minimo de aplicaciones en los apenas 3-4
GB que quedaran libres. Con 16 GB tendremos problemas a poco que seamos un poco
curiosos e instalemos aplicaciones para varias tareas o usemos la cdmara de fotos y
videos con asiduidad. 32 GB es el minimo para estar cémodos, aunque el punto dulce

es el de 64 GB. Por encima, perfecto si tienes presupuesto.
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Error

No hay espacio suficiente en el almacenamiento del
dispositivo

ACEPTAR

Figura 2.3. Mensaje de error, emitido por falta de espacio

En el caso de Apple, al no tener ranura para instalar tarjetas microSD, lo suyo es

comprar un terminal con, al menos, 64 GB.

La tarjeta SD, si pero no

Sobre la tarjeta microSD, debemos decir que es un apoyo Util para gestionar el
espacio, pero no hace milagros. En la memoria microSD, salvo excepciones, no se
podrdn instalar apps, ni se podrdn mover a ella archivos de tipo caché o datos.

Se pueden mover a las tarjetas microSD archivos de fotos, videos, documentos o
musica, pero no apps. Asi que, por mucho que tengamos una memoria microSD de 128
GB, si tenemos 16 GB de memoria interna, poco podremos hacer si necesitamos

instalar mds apps.

Hay excepciones, aunque pasan por tener tarjetas micro SD de clase Al, asi como un
sistema operativo que permita que podamos mover apps a la microSD.
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¢Como se usan los “gigas” de espacio?

Esos "gigas" de almacenamiento o memoria interna, como fambién podemos llamarla
para diferenciarla de la RAM, se usan en el mévil tanto para instalar el sistema
operativo, como las aplicaciones o los datos. El sistema operativo, dependiendo de si
el teléfono usa su propia capa de personalizacién o no, o la version del SO, puede
ocupar unos 4-6 GB. Asi que, si tenemos un movil con 16 GB, realmente tendremos

unos 12-10 GB de espacio reales para nuestras apps y los datos.

Ademds, hay que tener en cuenta que es conveniente que el sistema no se quede con
menos de aproximadamente un 10% de espacio libre. Las memorias NAND no
funcionan de un modo dptimo cuando queda poco espacio libre, consumiendo mds

energia y ralentizando sus procesos.

< ALMACENAMIENTO

ﬁ Facebook

ALMACENAMIENTO -

Total 532 MB

Aplicacién 65,33 MB

Datos 466 MB
BORRAR DATOS

Caché 2,38 MB
BORRAR CACHE

Figura 2.4. Uso de la memoria en un smartphone
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El segundo uso del almacenamiento es para instalar apps. Hay apps que ocupan
desde unas pocas decenas de megas hasta mds de 1 GB. Pero hay que tener en cuenta
que las apps usan también espacio en forma de datos y memoria caché. Y en ocasiones
podemos hablar de varios gigas de espacio ocupado en estos apartados de datos y

caché.

Otras apps, como WhatsApp, crean carpetas en la memoria interna (no la RAM) del
teléfono, donde se almacenan todos los archivos, fotos o videos que se envian a los

grupos o en los chats.

Conoce donde estan los gigas que faltan

Lo primero que tendremos que tener claro es dénde estdn los archivos y apps que
consumen espacio. Para ello podemos usar las apps del sistema que analizan el espacio
disponible y ocupado. Encontraremos el acceso a estos recursos en el mend de
configuracion, tanto dentro del apartado de Almacenamiento como el de Aplicaciones.
En otros smartphones hay apps independientes de diagnéstico, como Smart Doctor,

donde se analiza el estado de la RAM, los archivos o el uso de la bateria.
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Duros, tarjetas SD, depdsitos
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Figura 2.5. Programa analizador de almacenamiento muestra informacion en la

tarjeta SD y otros dispositivos.

De todos modos, hay apps mejores como Storage Analyzer & Disk Usage para
Android. Esta app da un desglose de los archivos de nuestro smartphone, de modo

que podemos identificar aquellos que ocupan mds espacio.

¢Qué hacer con los archivos?

Llega el momento de la verdad. Es decir, tengo poco espacio y hecesito liberarlo. Qué
puedo hacer para eliminarlos del dispositivo sin borrarlos es la pregunta clave. En un
teléfono, a primera vista, no es facil acceder a sus contenidos. Es como una especie
de bunker. En el lado de iOS es asi, todo sea dicho. En Android hay mucha mds

facilidad para trabajar con archivos.
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Bdsicamente se tienen que mover de sitio. Y en el caso de los que no quieran ya, lo
mejor es eliminarlos, aunque los archivos de caché y datos de las apps volverdn a
crecer al cabo de un tiempo después de haberlos borrado. Asi que mejor no contar
mucho con ellos.

También, se pueden desinstalar apps que no se usen o usar la nube como

almacenamiento, aunque a veces con ciertas limitaciones.

Usa una tarjeta microSD

Si se tienen problemas de espacio y se quiere resolverlos rdpidamente, lo mds
inmediato es usar una tarjeta microSD con capacidad suficiente para guardar los
archivos. Si tenemos un movil de, digamos, 128 GB, una tarjeta de 16 GB poco servicio
nos hard. La velocidad no es critica, asi que ho gastes mucho en una microSD de gama
alta, salvo que la vayas a usar con una cdmara de fotos o de video o en el ordenador.
A esta tarjeta se pueden mover tanto las fotos como los videos, la carpeta de
descargas, la mdsica o la carpeta de contenidos multimedia de WhatsApp. Las apps, o

la caché, no.
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Figura 2.6. Archivos que puede contener una memoria SD

En el caso de WhatsApp, si se mueven los archivos, se dejardn de verlos en las
conversaciones, y se volverdn a ir almacenando en la memoria interna de nuevo, pero
por lo menos podremos liberar una considerable cantidad de gigas si hace mucho que
no hacemos «limpia» y fenemos una vida social muy activa.

Para mover estos archivos, tendremos que usar un administrador de archivos.
Podemos descargarlo de la tienda de Apps de Android (en Apple la gestion de archivos
se tiene que hacer a través de dispositivos externos que se conectan a través de
Lightning y usan su propia aplicacion para transferir los ficheros, o a través de iTunes
o iCloud). Apps como ES Explorador de Archivos pueden servir, aunque el propio
dispositivo deberia integrar una app similar como parte de las herramientas del

sistema.
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= Gestor archivos
Nueva carpeta

T Almacenamiento Interng
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Copiar

Download
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TODOS LOS ARCHIVOS
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Mostrar archivos ocultos

Snapseed ,
Qslide

Figura 2.7. App ES Explorador de Archivos

Se tienen que seleccionar los archivos y carpetas de imdgenes, musica, WhatsApp o
la que sea menester, y moverla a la memoria microSD. Es un proceso que llevarad mads
o menos tiempo dependiendo del nimero de archivos, pero dejard un espacio libre

importante.

USB OTG

Otra opcion es usar un dispositivo USB OTG (On The 6o). Aunque parezca imposible,
se pueden conectar (salvo excepciones) unidades de almacenamiento externo como
llaves USB o discos duros externos portdtiles para transferir los archivos de la
memoria interna a estas unidades. En Android se gestionan directamente desde el
propio SO, pero en iOS se usa la app del fabricante de la llave USB para gestionar las

transferencias de archivos.
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Figura 2.8. Uso de una memoria USB

En este caso, los datos almacenados no seran usables como en el caso de la tarjeta
microSD a la que se puede acceder para reproducir la mdsica o ver las imdgenes que

hubiéramos movido.

Transfiera los archivos a un ordenador

Otra opcidn es conectar el smartphone a un ordenador y pasar los archivos y carpetas
al portdtil o al PC. Lo podemos hacer directamente usando un cable de conexion y
accediendo a los archivos desde el «file explorer» del sistema Windows, Mac o Linux.
Eso para Android, porque en iOS no es tan evidente y se necesita usar iTunes, que no
deja acceso a nivel de sistema de archivos, sino de tipo de archivos. Hay apps que

permiten hacerlo, pero son de pago.
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Figura 2.9. Transferencia de lao archivos a la PC

También se puede usar la tarjeta microSD que se hubiera instalado en el smartphone

y leerla en el ordenador para transferir archivos al portdtil o el PC o el Mac.

Usa la nube

Otra opcidn es usar la sincronizacién con la nube para que los archivos estén en ella

en vez de almacenados localmente. Sin ir mds lejos, Flickr, Google Fotos o YouTube

pueden servir para subir fotos y videos que ocupen mucho espacio para verlos luego

en esos portales.
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Comentarios finales.
Por ejemplo, un teléfono mavil almacenard en memoria RAM el reproductor de muisica
cuando abramos la aplicacién, pero también cuando pulsemos el botén Home y abramos

la calculadora, compartiendo ambas aplicaciones la memoria RAM.

Por lo tanto, al abrir mds aplicaciones, la memoria RAM se ird llenando, y cuanta mds
tenga el dispositivo, y mds rdpido sea el acceso a la misma, mds fluidez notaremos en

el uso.

Se plantea entonces el problema: ¢cudndo se libera la memoria RAM?, es decir,
¢cudndo se eliminan los datos que una aplicacién estd almacenando en la memoria
RAM?. Esta decision es delicada, puesto que, si no se guardan los datos de la
aplicacién en otro lugar, puede perderse informacion temporal, aunque hunca
informaciéon de la aplicacion en si misma (almacenada en la memoria
interna). Android tiene una manera muy particular de manejar la memoria RAM, y es

bastante compleja, pero se puede resumir en dos términos generales:

e Android trata de mantener la memoria RAM lo mds llena posible.
o Se elimina de la memoria RAM la aplicacién que hace mds tiempo que no se

utiliza.

Esto explica varias cosas:
o Tener mds cantidad de RAM no garantiza tener mads porcentaje libre,
puesto que Android aprovechard esa memoria sobrante para almacenar mds

aplicaciones abiertas.
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Acceder a una aplicacion que estd cargada en RAM agiliza enormemente la
apertura de la misma, convirtiéndose en casi instantdnea.

Si la RAM llega al limite y se abre una nueva aplicacion, el proceso de cerrar
una aplicacion antigua aumenta el tiempo de apertura.

Si se dispone de muy poca memoria RAM, este (ltimo proceso ocurre casi
con cada aplicacién que abrimos, provocando un lag o ralentizacion del teléfono

en cada accidn.

Optimiza tu Android manualmente

No hace falta Clean Master ni ninguna app especial. Existen varios pasos sencillos que

puede hacer para ganar velocidad en tu smartphone (ademds, claro, de desinstalar

todas las apps que ya se han comentado).

Borre la memoria caché. Normalmente, las apps guardan datos en la memoria
del teléfono, aunque no las estemos usando. Asi, cuando las volvamos a abrir,
se iniciardn mds rdpido. Estos datos se pueden acumular en grandes cantidades
y ralentizar nuestro Android. En Ajustes/Almacenamiento/Datos almacenados
en caché, puedes eliminarlos de golpe y ganar espacio. También puedes
haciéndolo ir aplicacién por aplicacién.

Cierre las aplicaciones recientes. Las apps de Android se quedan siempre
abiertas en segundo plano. El sistema operativo estd preparado para ello y
deberia gestionar los recursos sin problema. Aun asi, no es un mal hdbito
cerrarlas desde el botén de aplicaciones recientes.

Desactive las animaciones. Esta es una opcién un poco mds complicado, pero
igualmente Gtil. Las animaciones de Android hacen que las transiciones e

interacciones del sistema parezcan mds fluidas. Sin embargo, esta funcion
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consume bastante recursos, para desactivarla, debemos entrar a Opciones de
desarrollo. Para ello, debemos ir a Ajustes/Informacion del teléfono y pulsar
siete veces en Ndmero de compilacion. Entonces aparecerd un mensaje de que
las Opciones de desarrollo estan activadas. Alli vamos a Animaciones vy las

desactivamos.

Si a pesar de estos consejos, su smartphone o Tablet sigue funcionando lento, es
probable que su problema esté en el hardware. Es decir, que su movil Android no sea
lo suficientemente potente como para frabajar con sus apps preferidas. Por mucho
que lo cuidemos y lo tengamos optimizado, es cierto que muchas aplicaciones necesitan

cada vez mds recursos, forzando el cambio de terminal si se quiere estar al dia.
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CAPITULO 3
APPS

Si posee un smartphone u otro tipo de aparato movil, probablemente use programas o
aplicaciones - para participar de juegos, obtener indicaciones de localizacién paso a
paso, acceder a noticias, libros, datos del tiempo y demds. Estas aplicaciones moviles
(Apps) son fdciles de descargar y a menudo gratis, y pueden ser tan entretenidas y
convenientes que podria llegar a descargarlas sin considerar algunos puntos clave:
como se pagan, qué informacion pueden recolectar de su aparato, o quién puede

acceder a esa informacion. Attos.//www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0018-aplicaciones-

moviles-que-son-y-como-funcionan

3.1. ¢PARA QUE SIRVEN LAS APPS?

Las aplicaciones, cumplen con miltiples funciones que pueden estar orientadas al
dmbito educativo, laboral, creativo o simplemente favorecer al ocio o la comunicacion.
Sin importar cual elija, todas han sido disefiadas pensando en sus necesidades y
pretenden seguirte sorprendiendo con la incorporacion de mds tareas.

Las aplicaciones moviles son una ventana abierta a la comunicacion, el buen uso de ellas
y toda la informacién que puedan suministrarle para desarrollar cualquier actividad
es relevante. Uselas con conocimiento y de la mejor forma para obtener el mejor

provecho.
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3.2. NOCIONES BASICAS SOBRE APLICACIONES MOVILES

¢Qué es una aplicacion movil?
Una aplicacién mévil es un programa que usted puede descargar y al que puede acceder
directamente desde su teléfono o desde algln otro aparato mévil - como por ejemplo

una tablet o un reproductor MP3.

¢Qué necesito para descargar y usar una aplicacion?
Necesita un smartphone o alglin otro aparato mévil con acceso a internet. No todas
las aplicaciones funcionan en todos los aparatos méviles. Cuando usted compra uno de
estos aparatos debe usar el sistema operativo y el tipo de aplicaciones que
corresponde a ese aparato. Los sistemas operativos mdviles Android, Apple,
Microsoft y BlackBerry tienen tiendas de aplicaciones que operan en linea en las
cuales usted puede buscar, descargar e instalar las aplicaciones. Algunos
comerciantes minoristas fambién operan tiendas de aplicaciones en internet. Usted
tendrd que usar una tienda que le ofrezca las aplicaciones que funcionen con el sistema
operativo de su aparato. Para establecer una cuenta, es posible que tenga que
suministrar el ndmero de una tarjeta de crédito, especialmente si va a descargar una

aplicacion que no es gratis.

¢Por qué hay algunas aplicaciones gratis?
Algunas aplicaciones son distribuidas gratuitamente por tiendas de aplicaciones. Los
creadores de estas aplicaciones pueden ganar dinero de las siguientes maneras:
« Ciertos proveedores venden un espacio publicitario dentro de la aplicacién. Los
creadores de estas aplicaciones pueden ganar dinero con los anuncios, por este
motivo distribuyen la aplicacion gratuitamente para poder llegar a la mayor

cantidad posible de usuarios.
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Varias aplicaciones ofrecen versiones bdsicas gratuitas. Quienes desarrollan
estas aplicaciones esperan que a usted le agrade suficientemente la aplicacién
para pasarse a una versién mejoraday con una mayor cantidad de funciones por
la que tendra que pagar un cargo.

Algunas aplicaciones le permiten comprar mds funciones de la misma aplicacion
("in-app purchases” en inglés). Usualmente, las compras de esas funciones
adicionales se facturan a través de la tienda de aplicaciones. Hay varios
aparatos que vienen con configuraciones que permiten bloquear estas compras.
Algunas aplicaciones se ofrecen gratuitamente para despertar su interés en

otros productos de la compatiiia. Estas aplicaciones son una forma de publicidad.

Preguntas sobre su privacidad

¢A qué tipo de datos pueden acceder las aplicaciones?

Cuando usted se registra en una tienda de aplicaciones o cuando descarga aplicaciones

individuales, es posible que le pidan su autorizacién para que permita que se acceda a

la informacion de su aparato. Desde algunas aplicaciones se puede acceder a:

Su lista de contactos de teléfono y de email.

Al registro de llamadas.

A los datos transmitidos por internet.

A la informacion de su calendario.

A los datos de localizacion del aparato.

Al codigo de identificacion exclusivo de su aparato.

A informacion que indica la manera en que usted usa la aplicacion

propiamente dicha.
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Algunas aplicaciones solamente pueden acceder a los datos necesarios para su
funcionamiento. Otras pueden acceder a datos que no estdn relacionados con el

propdsito de la aplicacion.

Si mientras usted usa su aparato mévil estd suministrando informacién, alguien puede
recolectarla - ya sea el creador de la aplicacion, la tienda de aplicaciones, un
anunciante o una red de publicidad. Y si recolectan sus datos, es posible que los

compartan con otras compaiiias.

¢Como puedo saber a qué tipo de informacion se puede acceder desde una
aplicacion o si se compartiran los datos?

No siempre es fdcil saber a qué datos se podrad acceder a través de una aplicacidn, ni
cémo se usardn los datos. Antes de descargar una aplicacidn, considere lo que sabe
sobre quién la desarrollé y la utilidad de la aplicacion. Las tiendas de aplicaciones
pueden incluir informacién sobre la compafiia que desarrollé la aplicacion, siempre y
cuando el creador se la provea. Si el creador de la aplicacion no provee su informacion
de contacto - como un sitio web o un domicilio de email - la aplicacion puede ser menos

confiable.

Si usa un sistema operativo Android, tendrd la oportunidad de leer las
“autorizaciones” ("permissions” en inglés) justo antes de instalar una aplicacidn.
Léalas. Puede enterarse de algunos datos Gtiles que le indican cudl es la informacién
de su aparato a la cual se podrd acceder por medio de la aplicacién. Preglntese si la
autorizacidn es légica con respecto al propésito de la aplicacién; por ejemplo, no tiene
sentido dar autorizacién para que a través de una aplicacién de e-book o wallpaper se

puedan leer sus mensajes de texto.
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¢Por qué algunas aplicaciones recolectan datos de localizacion?

Hay aplicaciones que usan datos especificos de localizacion para ofrecerle mapas,
cupones para tiendas cercanas, o informacion sobre alguien que usted tal vez conozca
y que se encuentre en las inmediaciones. Algunas aplicaciones suministran datos de
localizacion a redes de publicidad que pueden combinarse con otra informacion
almacenada en sus bases de datos para dirigir especificamente anuncios basados en

sus intereses y su ubicacién geografica.

Una vez que dé su autorizacion para permitir el acceso a sus datos de localizacién a
través de una aplicacion, se podra continuar accediendo a su ubicacion hasta que usted
cambie configuracion de su teléfono. Si no desea informarles su localizacién a las
redes de publicidad, puede desactivar los servicios de localizacion de la configuracion
de su teléfono. Pero en caso de que asi lo haga, las aplicaciones no podrdn darle
informacién basada en su localizacién a menos que ingrese los datos escribiéndolos

usted mismo.

Su teléfono usa datos generales de localizacién para que el proveedor del servicio
telefdnico pueda encauzar sus llamadas de manera eficiente. Aunque usted desactive
los servicios de localizacién de la configuracién de su teléfono, tal vez no sea posible

que el aparato deje de emitir completamente sus datos de localizacion.

Preguntas sobre la publicidad

¢Por qué la aplicacion que descargué tiene anuncios publicitarios?
Los creadores de las aplicaciones desean ofrecerlas al precio mds bajo posible para
que muchas personas puedan usarlas. Si venden espacio publicitario con la aplicacion,

pueden ofrecerla a un costo mds bajo que si la ofrecieran sin publicidad. Algunos
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creadores de aplicaciones venden espacio publicitario para sus aplicaciones a redes

de publicidad que a su vez les venden ese espacio a los anunciantes.

¢Por qué veo los anuncios que veo?
Los publicistas y anunciantes piensan que es mds probable que usted haga clic sobre
un anuncio orientado a sus intereses especificos. Es por eso que las redes de
publicidad relnen la informacién que las aplicaciones recolecta, incluyendo los datos
de su localizacién, y pueden combinarla con el tipo de informacién que usted suministro
cuando se registré para acceder a un servicio o para comprar algo en linea. Al combinar
la informacion, la red movil de publicidad puede enviar anuncios especificamente
orientados - publicidad que puede ser relevante para alguien con sus preferencias y

que se encuentra en su ubicacion geogrdfica.

Programas maliciosos y problemas de seguridad

¢Tengo que actualizar mis aplicaciones?
Es posible que su teléfono le avise cuando aparezcan actualizaciones disponibles para
sus aplicaciones. Es una buena idea actualizar las aplicaciones que instalé en su aparato
- y también el sistema operativo de su aparato - a medida que vayan apareciendo
nuevas versiones. Es frecuente que las actualizaciones ofrezcan parches de seguridad
para proteger su informacién y su aparato contra programas maliciosos de mds

recientes aparicion.

¢Puede una aplicacion infectar mi teléfono con un programa malicioso?
Algunos piratas informdticos han creado aplicaciones que pueden infectar teléfonos

y aparatos méviles con programas maliciosos. Si su teléfono envia mensajes de correo
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electronico o mensajes de texto que usted no escribid, o le instala aplicaciones que
usted no descargd, podrian ser sefiales que tiene instalado un programa malicioso.

Si piensa que su aparato estd infectado con un programa malicioso, usted tiene algunas
opciones. Puede comunicarse con el servicio al cliente de la compafia que fabricé su
aparato; puede establecer contacto con su proveedor de telefonia mévil para pedir
asistencia; o puede instalar una aplicacién de seqguridad para escanear y eliminar las
aplicaciones en caso de que detecte un programa malicioso. Las aplicaciones de
seguridad para teléfonos maviles son relativamente nuevas; sélo hay algunas pocas en

el mercado incluyendo algunas versiones gratuitas.

Comentarios de otros usuarios de aplicaciones moviles
¢Puedo confiar en todos los comentarios publicados por otros usuarios
sobre una aplicacion en particular?
La mayoria de las tiendas que ofrecen aplicaciones incluyen comentarios de otros
usuarios que pueden ayudarle con su decision de descargar o no una aplicacion. Pero
hay algunos creadores de aplicaciones y sus comercializadores que han publicado
comentarios positivos sobre sus propios productos haciéndose pasar por
consumidores. De hecho, la Comision Federal de Comercio ha demandado
recientemente a una compaiia por haber publicado comentarios falsos sobre las

aplicaciones habiendo recibido un pago para promocionarlas.

¢Como se crean las aplicaciones moviles?

Para los amantes de la tecnologia, esta pregunta es sumamente recurrente pues, la
creacion de estas hovedosas herramientas informaticas facilita la vida de los usuarios
o de cierta forma la alegran dependiendo de la orientacidn que tengan. Actualmente,

ya puedes encontrar en el mercado ciertos programas que te permiten crear por ti
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mismo aplicaciones de todo tipo, con buena estructura y, a decir verdad, sin ftanto

esfuerzo. https://servisoftcorp.com/definicion-y-como-funcionan-las-aplicaciones-moviles/

Sin embargo, disefiar una app va mds alla de lo que vemos. Es pensar de forma analitica
que es lo que necesita el publico, cual es la mejor manera de satisfacerlo y, ademds,
de qué modo podrd manejar la herramienta sin que se pierda o se aburra. Es aqui

donde resulta conveniente tener en cuenta las siguientes etapas:

Disefio basado en el usuario
Antes de realizar una aplicacion, lo primero que se debe hacer es definir a quienes ira
dirigida. Esto facilitard las labores de disefio puesto que serd un trabajo pensado en
el usuario. Se deberd considerar las necesidades que pretende cubrir, edades,
caracteristicas del piblico, que tanto puede durar en el mercado si se realiza una

buena gestién de conceptualizacidn, entre otros aspectos.

Prioriza la usabilidad
Nada haremos con elaborar una herramienta que el resto de las personas no
entiendan. La usabilidad es una prioridad, puesto que su fdcil manejo permitird que el

consumidor la explore y aproveche completamente.

Comienza el desarrollo
En este punto ya sabes que quieres hacer y comienza la ejecucién. Tendrds que armar
la estructura, definir los lenguajes y realizar un arduo frabajo de desarrollo

informdtico.
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Publicacion de prueba
Las apps no salen al mercado ya siendo exitosas, estas requieren periodos de prueba
para observar las respuestas del pdblico y verificar si los objetivos propuestos estdn
siendo alcanzados. Incluso, esta es la etapa perfecta para escuchar las sugerencias

de los consumidores y hacer modificaciones.

Es importante que entiendas, que las mencionadas apps cuando son hechas de modo
profesional, son consideradas proyectos que requieren una inversién que se supone
debe retfornar si esta cumple con los resultados esperados. Se requieren de

profesionales expertos en el drea para llevarlas a cabo.

3.3. DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES PARA ANDROID ¢COMO
HACERLO DE FORMA GRATUITA?

Para el desarrollo de una aplicacién, lo comun, es requerir de muchos conocimientos
en materia de lenguajes de programacion. Sobre todo en el tan popular java script.
Sin embargo, actualmente, existen plataformas que les permiten a los usuarios crear
aplicaciones sin la necesidad de tantas lineas de cddigo o en algunos casos, de ninguna.
Simplemente, haciendo uso de ciertos programas especiales con los que puedes crear
Apps para casi todo, sin tener que ser un experto. Si estas interesado en abrirte paso
por este camino del desarrollo de aplicaciones maviles, te conviene echar un vistazo a

estas plataformas:

1. Mobincube
Es la herramienta ideal para crear aplicaciones moviles nativas orientas a sistemas
Android, iOS o Windows. Te da la oportunidad de monetizar a través de las

aplicaciones que crees con ella. Recibirds notificaciones de google analytics y google
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maps de forma automdtica ddndote incluso, la oportunidad de incluir estas
herramientas en tus Apps creadas. Aunque su interfaz no es tan atractiva, te

aseguramos es una herramienta de la cual puedes sacar mucho provecho.

mobincube

Figura 3.1. Logotipo de la herramienta Mobincube

2. Dropsource

A diferencia de Mobincube, esta, es mucho mds amigable. Disponible de una interfaz
eficiente que fte permite arrastrar, soltar, copiar y pegar elementos para que vayas
desarrollando tu nueva App desde el navegador. Dispone para ti de mdltiples funciones
que te dejardn sorprendido. Con ella, podrds idear, desarrollar, publicar y monitorear
tu nuevo programa sin complicaciones. Es mds, desde un emulador podrds visualizar tu
nueva App y solicitar feedback de los usuarios para medir su nivel de usabilidad. Ya
no tendrds excusas para crear tu aplicacién movil nativa y una vez que esté lista,
publicarla directamente en Google Play store o App Store de forma gratuita si logras

terminarla antes de un mes.
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% DROPSOURCE

Visually build native apps
right in your browser

Dropsource is 3 powerful automated development platform for
creating native i0S and Android apps. Build, test, and deploy
production quality apps from scratch.

Figura 3.2. Dropsource

3. Thunkable

La misma, también se trabaja desde la nube. Permite crear aplicaciones méviles
nativas para Android e iOS con mucha facilidad y su interfaz es excelente superando
la de Mobincuber. Aunque esta Ultima, permite desarrollar Apps para sistemas
Windows y lamentablemente Thunkable no. Sin embargo, su sistema de documentacion
compensa esa carencia haciendo que aprendas a usar la plataforma rdpidamente a
través de video y tutoriales. La Unica desventaja, es que si deseas que tu nueva App

sea compatible con Android e iOS tendrds que desarrollarlas por separado.
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Figura 3.3. Interfase del programa Thunkable

4. Andromo

Con Andromo, crear Apps en diferentes idiomas es mds que posible gracias a su
sistema multilinglie que la convierten en una plataforma especial para ello. Dispone
para ti de diversas plantillas que puedes editar a tu gusto hasta darle forma a la App
que quieres incluyendo Facebook, Twitter, Flickr y YouTube ademds de galerias de
fotos e informaciones de contacto en su sistema. La Unica desventaja, es que en el
plan gratuito solo te permite realizar una aplicacién la cual podrds publicar sin

problema en Google Play Store y en Amazon Store.
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Figura 3.4. Programa Andromo

5. AppsGeyser

Es la herramienta mds adecuada si de ensamblar contenido web en aplicaciones se
trata, te permite crear programas de forma rdpida y funcional aunque
lamentablemente no es compatible con TOS. En otras palabras, es la plataforma que
necesitas para crear la App de tu sitio web si la belleza no es tu prioridad en tu
proyecto. Dispone de 70 plantillas para ti completamente editables a las que puedes
incluir contenido web, usar HTMLD, agregar mdltiples funciones de uso compartido,

geolocalizacién y mds. Una vez esté lista, la subes a Google Play Store y listo.
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Figura 3.5. AppsGeyser

¢Como registrar aplicaciones moviles?

Una de las preguntas mds habituales que surge entre los desarrolladores y
emprendedores que crean una App, es como proteger su trabajo. En otras palabras,
como garantizar que otra persona no copie o plagie lo que hemos hecho. Dicho
planteamiento es importante puesto que son muchas las empresas que apoyan sus
labores de venta electrénica con la creacion de aplicaciones para sus usuarios y estas,
deben estar registradas como parte de su marca, asi como también, cualquier otra
App de peso que se considere original y de beneficio al plblico para que la
monetizacidn de las mismas si alcanzan gran auge, pueda ser justamente reclamadas.
Para lograrlo, se debe tener en consideracion que lo que se va a registrar como tal es
el cddigo fuente del programa, y esto, entra dentro de la clasificacion de propiedades
intelectuales. Segun la legislacion de cada pais, se tiene u instituto encargado de esta
actividad, el cual, exigird diversos documentos que abaleny certifiquen que lo que has

creado realmente te pertenece. Es un procedimiento legal, que por lo general es simple
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y no deberia llevar mucho tiempo. Si consideras, has desarrollado una aplicacion que

tendrd gran repercusion en los consumidores y tiene una propuesta de valor atractiva,

registrala y aseguirate de darle a tu aplicacién un cardcter oficial.

¢Qué tipo de aplicaciones moviles hay?

Ya sabes que cada vez puedes encontrar mayor cantidad de aplicaciones en el

mercado, puesto que dia a dia se suma una nueva al mismo. Todas ellas se ajustan a

una clasificacion que te conviene conocer para saber cudl se puede ajustar mejor a lo

que deseas hacer o simplemente, para que clasifiques por ti mismo a que grupo

pertenece tu app favorita.

App nativa: Esta se entiende como aquella que ha sido disefiada bajo un lenguaje
de programacion especifico y estd orientada a funcionar también bajo un
sistema operativo determinado. Son las que, por lo general, ya vienen
incorporadas en tu Smartphone funcionando independientemente tengas
conexidn a internet o no.

Web App: Estas, son aquellas que no se instalan en el dispositivo y se utilizan
exclusivamente con el uso de internet. Suelen ser adaptaciones de pdginas web
al formato mavil.

Web App Nativa: También conocida como aplicacion hibrida, es aquella que se
descarga de una app store y se instala en el dispositivo mostrando un icono.
Dependiendo del tipo de aplicacién, algunas requerirdn de conexidn a internet

para funcionar y otras no.

3.4. SITIOS PARA DESCARGA DE APPS

Aplicaciones gratis, aplicaciones de pago, aplicaciones en Apk.. Android dispone

de decenas de miles de opciones a las que se puede acceder desde un dnico lugar: la
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Google Play Store. Basta con entrar en la tienda de aplicaciones Android para darse
de bruces con toneladas de opciones. Pero no creas que esta es la Unica posibilidad,
que hay otras maneras.

Por lo general todo suele estar en la Google Play, pero hay ocasiones en las que no
podrds descargar una aplicacion concreta y otras en las que, simplemente,
Google aplica un veto. También existen aplicaciones en Apk que son pirateadas para
burlar el pago, pero nosotros te recomendamos que no las instales: aparte del
problema legal, existen muchas posibilidades de que haya sido modificada para incluir
malware.

A continuacion, se mencionan los mejores sitios para descargas Apps para Android:

Uptodown

Con la aplicacion de Uptodown para Android no solo accedes a todas las apps Android
del portal, también puedes mantenerlas actualizadas, te ofrece la informacion que
necesitas y, algo muy importante, se asegura de que fodo lo que descarga tiene
fiabilidad y la mdxima seguridad.

Si adn no utilizas la aplicacion de Uptodown para Android nosotros te la
recomendamos: puedes descargarla desde el siguiente enlace directo a la pdgina web.
Todo tipo de aplicaciones Apk con novedades antes de que salgan en la Google Play

Store.
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Sign in/ Sign up

UPDATES

INSTALLED

DOWNLOADS

vyt Pl T
Download

a8

ROLLBACK

SETTINGS

BLOG

@ % @0 ¢mo

' . UPTOOOWN
Law of KleptoCats Looney Tunes
Creation o 1

L

Amazon
Prime Video

Figura 3.6. Sitio Uptodown

Apk Pure
Otra aplicacién que brinda acceso directo a un portal de apps en Apk. Apk Pure es una
tienda de aplicaciones Android gratuitas que aporta fiabilidad y también una enorme
variedad de propuestas. Aplicaciones, juegos, todas las categorias, registro de
versiones... Y desde la aplicacién actualizards los Apk sin ningn problema.
La app de Apk Pure es ligera, compacta y ofrece un disefio bastante similar al de la
Google Play Store, por lo que no tendrds problemas para utilizarla. Hay una versién
estable y también una beta: puedes descargar la que mds te apetezca desde el
siguiente enlace a su pdgina oficial. Te recomendamos que bloquees el permiso de

acceso al teléfono, te lo pedird.
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il 96% 0 10:53

A pkpure =

FEATURED RANKING CATEGORIES

Top Games hore »

PUBG MOBILE
n £ o

Online Muliplayer

PUBG MOBILE LITE
vae 1o
.

FUBG  Online

Garena Free Fire
A *90 O lek
Be

Online~ Gattle Royale

Top New Games More »

Swing Star
n INSTALL
Acllon
v U @& c 0
HOME STORE LIFSSAGE ME

Figura 3.7. Sitio Apk Pure

Apk Mirror

El famoso servicio de Android Police no posee una aplicacién oficial, pero si que
tenemos opcién a una app. El funcionamiento es similar al de la propia pdgina de
descargas ya que ofrece la versién mévil del navegador embebida en la aplicacion, pero
resulta mds comoda y también mds prdctica. Puedes descargarla desde el siguiente

link de Uptodown.
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November 24

Y PicsArt Photo Studio 7.6.1
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[ o:
Waze Rider - Get a Ride
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BitTorrent®- Torrent
7 Downloads 3.28 i g
ent ir

by BitT

Star Wars™: Galaxy of

!5 Heroes 0.7.181815 a

by F TRONIC AF

Figura 3.8. Sitio APKMirror

Aptoide

Este repositorio de aplicaciones es uno de los mds conocidos en Android. Dispone
de apps para gestionar los Apk instalados y fambién para descargar nuevos, pero has
de tener algo muy en cuenta: es la «tienda» mds insegura de todas las alternativas a
la Google Play que proponemos. Te recomendamos comprobar que son seguros todos
los Apks que descargues desde Aptoide.

Puedes descargar Aptoide desde el siguiente link de Uptodown. Reiteramos las
precauciones: cuidado con lo que descargues desde alli:

http://aptoide.uptodown.com/android
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% = [h 59% M) 14:24

) Aptoide

Ten tu propia tienda

Comparte tus apps favoritas
con la comunidad Aptoide.

Figura 3.9. Sitio Aptoide
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CAPITULO 4
APPS PARA INGENIERIA

Por fortuna, los ingenieros no han quedado fuera de estas Apps y se han desarrollado
diversas aplicaciones que facilitan el trabajo para realizar cdlculos, tareas analiticas
o graficos. Para todos esos ingenieros que gozan de las virtudes de contar con un
smartphone o Tablet, a continuacion se describen algunas aplicaciones que les
ayudardn a realizar sus tareas escolares o sus actividades profesionales de manera
mds eficiente, considerdndose sélo unas pocas en esta primera version de esta
recopilacidn, algunas gratis, y otras en versién "free" esto es, no incluyen algunas
caracteristicas importante o tienen publicidad excesiva , debiéndose mencionar que,
desgraciadamente, casi todas ellas estdn eninglés y todas descargadas desde Google

Play:

4.1. App Beam HPC
Asignatura: Mecdnica de sélidos, disefio de elementos de mdquinas.

Aplicacion: Trazar los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante
Primero, se resolverd un ejemplo por el método tradicional:

- Para la viga que se muestra en la figura 6.1 trace los diagramas de fuerzas

cortantes y momentos flexionantes:
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1 kN

§! LN{m_

- =
1.5 m

a2

OO wrun

-

§ 200 nam

Figura 6.1. Viga para el problema 6.1.

Se calculan las reacciones en los apoyos:

2L,

R (LSEN - 1)+ (27.06 /N - m)

3m
R.=14.02kN
ZFy =R, —10kN +14.02—6.6iN =0
R, =(10+6.6-14.02)iN
R, =2.58IN

—(10KN)(1.5m) + (R, )(3m) — (6.6kN)(4.1m) =0

Se divide la viga en tres secciones para obtener las ecuaciones de fuerza cortante y

momento flexionante para cada una de las secciones:

0<x<l15
/
2580N
| X |
| |
V =2580
M =2580x
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15<x<3

imm:m N

\-__,/"'_h“‘u\

2580N
1.5m |

V' =2580-10000

V =-7420

M =2580x—-10000(x —1.5) =2580x —10000x + 15000
M =-7420x+15000

I<<52 3000 N/m

S AR ARAARAL

2580 N 14020 N
1.5m | 1.5m |

|
|
| x |

M =2580x—-10000(x —1.5)+14020(x — 3) — (3000)(x — 3)Lx—;3J

M =2580x—10000x +15000+14020x — 42060 —(3000)

(x—3)

M =6600x —27060—(1500)(x”* — 6x +9) = 6600x — 27060 —1500x> + 9000x —13500
M =-1500x"+15600- 40560
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Finalmente, se trazan los diagramas de fuerzas cortantes y momentos flexionantes:

6600 N

2580N

¥

7420 N

3870 N-m

B
i

]

2.2 m/

.
-

» 1.5m » \\Sm

X

-7260 N-m

El momento flector mdximo es 7260 N - m

Figura 6.4. Diagrama de fuerzas cortantes momentos flectores del problema
6.1.

A continuacion, se obtienen los diagramas empleando la App Beam HPC
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Al ejecutar el programa aparece la pantalla siguiente, y debe seleccionarse Mend:

Beam HPC

Home
_ ([{add| | /\ add| [[ T Isplit || ]length
Units
R ti nove loads, supports and beam dividers.
eaclions rts and beam segments to change parameters.
Clear
Help ' -10.0 kip
About ' {L
Quit f A
B -
L 1 1 1 1 I
0 2 4 ] 8 ft
¥ Grid Snap
Se selecciona Units y se elige el sistema SI.
Menu Beam HPC
add add add| | /\ add split length
Units *®
Unit Groups:
O uUs @ sl
Length: ft m
I: in*4 mm*4
E: ksi GPa
Angle: | radian | radian
Force: kip kN .
Moment: | ft-kip m-kN
Dist. Load: kip/ft kKN/m
Close

A continuacion, se proporciona la longitud de la viga, 5.2 m
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. I ] ¥ B 8:26PM

Menu Beam HPC
add| |(()add| |[[[Jadd| | /\ add split length
Change Beam Length X |

el
L]
Fail
L)

Total Beam Length: E m @} |

. T

T ETa-STEp

Se agrega la carga puntual de 10kN, actuando a un metro de separacién con respecto

al apoyo izquierdo, el signo negativo indica que la carga actia hacia abajo.

ML 1L

Meny Beam HPC

ﬂ;add @add\ | \a splitl ey
.l Foree Edt X
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Se selecciona una carga distribuida, que puede ser uniforme o no, proporcionando su

valor y la longitud en donde actua tal y como se muestra a continuacion:

[~ ¥ B 8:30PM

Menu Beam HPC
\\@add‘ @add‘ ‘[ﬂﬂadd‘ ‘/\add‘ ‘I:Isplit‘ ‘I:Ilengﬂ
-G

g

Distributed Load Edit ®

Distributed Load Num: 0
_

-1.00| Left Dist. Location:

Left Dist. Load: kN/m
Right Dist. Location: |5.200 m
Right Dist. Load: kN/m

4 |petete

L

ST SITd]

[

El programa automdticamente proporciona los diagramas buscados y la magnitud del
momento flexionante mdximo, o en cualquier posicion, seleccionando la linea vertical

de color rojo y arrastrdndola sobre el diagrama de momentos.
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Menu Beam HPC

‘@add ‘@addH[Imadd ‘Aadd T split ‘I:Ilangth‘

+ Click and drag to move loads, supports and beam dividers.
» Click loads, supports and beam segments to change parameters.

-3.00 kN/m -3.00 kN/m

-10:0kN

E=29.0GPa
I = 5.0 x10% mm*4

1 ] ] ] ] ] |
0 1 2 3 4 5 m

¥ Grid Snap

%109 m-kN ) Deflection O Rotation @® Moment O Shear
6.0

4.0
2.0

0.0
-2.0
-4.0
-6.0

805 1 2 3 4 5 6

7.23mkN | Location - m

x100 kN ) Deflection © Rotation © Moment @ Shear
8.0

6.0

4.0
2.0
0.0

-2.0
-4.0

-6.0

0 1 2 3 4 5 &
Location-m
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También, se puede calcular la deformacién de la viga, pero para ello tiene que

proporcionarse el momento de inercia de la seccion:

-3.00 kN/m -3.00 kN/m

-TOLO kKN

E=29.0GPa
| = 5.0 x10% mm*4

1 ] ] ] ] ] |
0 1 2 3 4 5 m

¥ Grid Snap

%109 m-kN ) Deflection © Rotation ® Moment O Shear
6.0

4.0
2.0
0.0

-2.0
-4.0
-6.0

8.05 1 2 3 4 5 6

-7.23 m-kN | Location-m

x10 Tm ® Deflection O Rotation © Moment O Shear
0.2

0.0

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0

-1.2

0 1 2 3 4 5 &
Location-m
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Ademds, deslizando cualquiera de los apoyos o cargas se obtienen de manera

automdtica los diagramas correspondientes:

-3.00 kN/n -3.00 kN/m -3.00 kN/m -3.00 kN/m
=TO:0kN “10.0kN 1
N 4
4—; | Y Y Y
= E=29.0GPa
& 52 3’31%553 mm*a 1= 5,0 X106 mm*4
1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 L 1 1 I
0 1 2 3 4 5 m (i} 1 2 3 4 5 m
M Grid Snap 1 Grid Snap
%107 kN O Deflection C Rotation ® Moment O Shear ] 01]01 kN O Deflection O Rotation @ Moment O Shear
0.2 X
0.9
0.0 5e
0.2 0.7
0.6
0.4
N\ 05
o \ 04
0.8 0.3
1.0 \ / g.f
1.2 A\~ 0.0
0.1
144 1 2 3 4 5 6 1o 1 2 3 4 5 6
Location- m 200m 9.46 mkN Location-m
" " 1 ; i
x107 kN O Deflection O Retation O Moment ® Shear . 0“0 kN O Deflection C Rotation O Moment © Shear
0e .
0.6 0.8
0.4 0.6
0.2 0.4
0.0 0.2
0.2 0.0
g: 0.2
0.8 0.4
1.0 3-2
12 1 2 3 ) 5 6 0 1 2 3 4 5 6
Location - m -7.20kN Location -m

4.2. App Viga-2D Flex
Asignatura: Mecdnica de sélidos y disefio de elementos de mdquinas.
Aplicacion: Andlisis de armaduras en 2D.
Antes de mostrar su uso, debe mencionarse, que posteriormente, se hard un manual
mds completo.

Al ejecutar la aplicacidn, se muestra la pantalla de inicio:
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¥ 8 11:27AM

Al seleccionar Acerca de flex 2d se obtiene la informacion siguiente:

La aplicacion Flex-2D es un copyright de 2017 de Analytical Methods, Cralg L. Lee, desarrollador principal de doctorado.

La aplicacion esta disenada para el analisis lineal estatico de estructuras de celosia utilizando el metodo de elementos finitos. Es de uso general en aleance y facil de usar. Se puede obtener una
solucion de problemas de tamano pequeno a moderado. Flex-2D fue desarrollado para ser utilizado por ingenieros de diseno, estudiantes de ingenieria civil, estructural y mecanica, y profesionales
experimentados que desean soluciones rapidas y precisas a una amplia variedad de problemas.

El proceso de modelado y analisis consta de los siguientes pasos:
1: Agregar materiales:

- Nombre del material

- modulo de elasticidad E

- area transversal A

- coeficiente de expansion termica CTE
2: Agregar nodos:

- ¥ coordenada

- coordenada y
3: Agregar elementos de armadura:

- final del nodo |

- final del nodo J
- material

- ternperatura delta

4: Agregar cargas a los nodos:
- nodo para aplicacion de carga
- magnitud de carga
- direccion de carga xy

5: Agregar resortes de limite a los nodos (opcional):
- nodo para aplicacion de resorte
- tasa de resorte (fuerza / desplazamiento)
- direccion del resorte xy

6: Agregar restricciones a los nodos:
- nodo para restringir
- ¥ restriccion
- vmoderacion

Q
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Se crea un nuevo modelo y se le da nombre:

. Crear Modelo
Nombre Cercha_1|

CANCELAR  APROBADO

En Ajustes, se establece la Escala de cuadricula, y la escala de Forma desplazada
(que tan grande se quiere que el programa muestre las deformaciones de los

elementos de la armadura):

Establecer Factor
de Escala de Cuadricula

CANCELAR  APROBADO

A continuacion, se crean todos los nodos de la armadura proporcionando las

coordenadas de cada uno de ellos:

Agregar Nodo 1

Y Co-ord:

CANCELAR  APROBADO
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Se crea cada una de las barras:

Después, se establecen los apoyos y se especifican las cargas:

Finalmente, se obtiene la armadura que se muestra en la figura:

¥

|E=cala: 1 Divde Cuadriculs =1,0 Unidedes de Longitud|

Y se procede a su andlisis -per'miﬁendo obtener lo siguiente:

- Compendio de toda los datos obtenidos por el programa
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Viga-2D

Viga-2D
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- Guardar la armadura

- Obtener resultados:

o
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Esfuerzos en las barras:

¥

|Escala: 1 Div de Cuadricula =1,0 Unidades de Longitud|

} }

Tensiones

Fuerzas en las barras:

€&  Viga-2D

|Escala: 1 Div de Cuadricula =1,0 Unidades de Longitud|

{ {

¥

r g - T TR T S—

-78 -



UNAM FES-C

Departamento de Ingenieria

Y las defeformaciones a diferente escala:

-

: J

{0,000.0,000 -_’.___.--""-U,UUU,-U,UUUJ

(0,000,9,000
1 ;
1] 12
= . = ==

i nnﬂ.‘mnh._ it N { 1§] 18] —e=~{T0 01 001

EmEl 4

< Viga-2D

¥ = 11:55AM

]

|Escals: 1 Divde Cuadricula =1,0 Unidades de Longitud|

=1
/1

=]

(u.ué:.uutu

(ﬂ.UUé.UUUJ

(0,000,-0,000) (0,000,40,000)
[f]
Kl i
% /ﬁ‘ ﬁ X
@,0000Y,000) r | {0,00%0,000)
(9.000,9,000) {,000,.0,000) (9,000,9,000) 6 B

EET
L Jaleli

)]

4.3. App Mohr Circle

Desplazemientas

Asignatura: Mecdnica de sélidos y Disefio de elementos de mdquinas.

Aplicacion: Obtener el circulo de Mohr de esfuerzos y desplazamientos en

un punto, asi como otros topicos relacionados.
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En este trabajo sélo se muestra el uso del Circulo de Mohr.

Al iniciar el programa se obtiene la interfase siguiente:

EmELE ¥ = 1218PM

eigenplus.com

Mohr Circle of Mohr Circle of
Plane Stress Plane Strain

Theory
Understand about the fundamentals of solid mechanics.

)]

Se selecciona Mohr Circle of Plane Stress y después se proporcionan el valor de los

esfuerzos Ox, Oy Y el esfuerzo cortante T.
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SET INITIAL STRESS (@)

40 MPa
-25 MPa
15 MPa
0.0 Degree

RECTANGLE

Se selecciona Circle y se obtiene el Circulo de Mohr para el estado de esfuerzos

proporcionado:

= Plane Stress

40.0 -25.0 15.0

OxX ayy Xy

PLANE D
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Al girar la linea AB (deslizando el dedo sobre la pantalla) se obtienen los esfuerzos
principales:

— Plane Stress

40.0 -25.0 15.0

™y

oyy T
“
D co

0)¢.¢

lI '

e k-

PLANE D PLANE C

Y el esfuerzo cortante mdximo:

= Plane Stress

40.0

OXX

PLANE D PLANE C
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4.4 Ausevol Pro
Asignatura: Ingenieria de materiales
Aplicacion: Predecir la microestructuray propiedades mecdnicas de un acero

sometido a temple bajo distintas condiciones:

Las limitaciones del programa se muestran a continuacion:
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Emg & ¥ = 8:45PM

< AusEvol Pro

Input data

To perform calculations user must specify steel chemical composition, initial austenite grain
size and cooling conditions.

When specifying the chemical composition it is necessary to choose content of the alloying
elements within the following ranges:
carbon - no more 0.7%
manganese - no more 3.0%
silicon - no more 2.0%
chromium - no more 2.0%
nikel-no more 3.0%
molybdenum - no more 1.0%
coper-no more 1.0%
niobium - no more 0.2%
vanadium - no more 0.2%
titanium - no more 0.2%
nitrogen - no more 0.02%
bor -no more 0.005%
sulfur - no more 0.05%
phosphorus - no more 0.05%

There are three options for setting initial austenite grain size:
1. by default - the grain size is assumed equal to 50 ym
2. select grain size - the grain size is set by user
3. choice of temperature and time of austenitization - the grain size is determined in
accordance with user-defined austenitization parameters

To determine the cooling conditions, user must specify the cooling rate.

Primero, se proporciona la composicién quimica del acero, en la version gratuita, sélo

se puede modificar el contenido de carbono y de manganeso:

o AusEvol Pro

Chemical composition

Incomplete version of the application is used. F
composition are limited.

GET ACCESSTO THE FULL VERSION

Manganese %
Silicon
Chromium %
Molybdenum %
Coper %
Niobium ¢
Vanadium %
ltanium %
_—
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Al seleccionar Inicial Microestructure, lo recomendable es dar la femperatura de

austenitizacién, y el tiempo de permanencia.

AusEvol Pro

Iniial microstructure

O il austenita graln stz s st by default

O il austenite graln stz s selected

Finalmente, se establece la velocidad de enfriamiento:

=m®fd

AusEvol Pro
Cooling conditions

Cooling rate 21.0 C/s

Ya con toda la informacion se procede al cdlculo:
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AusEvol Pro

Input data
CHEMICAL COMPOSITION
carbon 0.5500 niobium 0.0000
manganese 0.5000 vanadium 0.0000
silicon 0.0000 titanium 0.0000
chromium 0.0000 nitrogen 0.0000
nickel 0.0000 bor 0.0000
molybdenum  0.0000 sulfur 0.0000
coper 0.0000 phosphorus  0.0000
INITIAL MICROSTRUCTURE

initial austenite grain size is determined by the parameters of austenitization:
austenitization temperature - 1000 C, austenitization time - 25 min

COOLING CONDITIONS
cooling rate-21.000 C/s

Calculate Results

Después de unos pocos minutos, aparece la pantalla siguiente.

AusEvol Pro

Calculation results

Transformation temperatures
Volume fraction of structural components
Sizes of structural components

Mechanical properties

Impact properties

Seleccionando cada una de las opciones se obtiene la informacion siguiente:
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Transformation temperatures

Ferrite transformation start temperature
Fearlite transformation start temperature
Bainite transformation start temperature
Martensite transformation start temperature

Transformation end temperature

|aNSTOMIaTION TEMperatdres

584C

310C

3o c

Yol rtonof suctrlcomponint

Pelygonlfrte volmefactin

~  Slzes of structural components
Average ferrite grain size

Average size of bainite blocks
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Iensie strengtn 1312 MFa
Ratio of yieid strength totensie strength 0.824
Relative elongation Ad 11.5%
Relative lengation A3 100%
Relative longation 10 8%

Brinell hardness HB 369

Impact properties

Temperature of the ductile-brittle transition -91C
Impact toughness KCV at +20C 25J/cm2
Impact toughness KCV at +10C 25J/em2
Impact toughness KCV at 0C 25 J/em2
Impact toughness KCV at-10C 25J/em2
Impact toughness KCV at -20C 25J/em2
Impact toughness KCV at -30C 25J/em2
Impact toughness KCV at -40C 25 J/em2
Impact toughness KCV at -50C 25J/em2
Impact toughness KCV at -60C 25 J/em2
Impact toughness KCV at -70C 25J/cm2

4.5. App Calculadora Kt
Asignatura: Disefio de elementos de mdquinas

Aplicacion: Calcula el factor tedrico de concentracién de esfuerzos.
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Primero, se resolverd un ejemplo por el método tradicional:

- Calcule el factor tedrico de concentracion de esfuerzos para el eje escalonado

sometido a torsion que se muestra en la figura 4.2, considere el radio del filete igual

con 8 mm

Figura 4.2. Eje escalonado para el problema 5.3.

Se obtienen las relaciones siguientes:
D 60mm

_ 8
i-d 30mm

2 L
d 30

=0.26667

De la figura 4.3 se obtiene Kt= 1.18.

4 [y

2.6 ‘ ) ‘/_--? —

2.2\ =

Kes

1.8 \ 3

\ 1.33

1.4 A
o, W] —

1.0 ool |
0.00 0.5 _ 0.10 0.15 _ 0.20 0.25 0.30

r/d

Figura 4.3. Factor tedrico de concentracion de esfuerzos para barras

circulares sometidas a torsion.
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Se inicia el programa CalculadoraKt el cual ofrece las opciones que se muestran a

continuacion:

=mga ¥ B 8:23PM

CalculadorakKT

] "
=G
?f) d +
Redondo con hombro
1 Redondo con ranura
_ Redondo con barreno |
Re Placa con chaflan

Placa con muesca

Placa con barreno

A continuacion, se selecciona Torsion:

(. I

CalculadoraKT

1] "
(=

Redondo con hombro A
O tension O flexion @ torsion
D
d r
Resultado
CALCULAR

Se proporciona el valor de D,d y r:
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Emy d ¥ B 5:23PM

CalculadoraKT

' "
¢ =

Redondo con hombro A
O tension O flexion @ torsion
D d r
60 30 8
Resultado
CALCULAR

Y finalmente, se selecciona Calcular, obteniéndose un valor de Kt=1.1834.

Emgd W B 8:24PM

CalculadoraKT

Redondo con hombro -

O tension O flexion @ torsion
D d r

60 30 g

KT =1.183475668544559

CALCULAR
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4.6. App General Tolerance
Asignaturas: Corte de materiales, Disefio de mdquinas, disefio de herramental.

Aplicacion: Esta aplicacién permite la obtencion de Tolerancias generales en
piezas maquinadas (Machined Parts):

e Linear Dimension

e Radius and chamfer

e Angular Dimension

e Geometrical Tolerance

e Y piezas fundidas de metales y aleaciones no ferrosas (Foundry products: Non

ferrous metal y Alloys)

General Tolerances

ISO-2768

Machined parts

LINEAR DIMENSION
RADIUS AND CHAMFER
ANGULAR DIMENSION

GEOMETRICAL TOLERANCE

NF A 66-001

Foundry products - Non ferrous metal and alloys

DIMENSIONAL

La dimension Lineal ofrece 4 opciones, como se muestra a continuacién:
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& ISO - Linear Dimension

Dimension (mm)
b.5t0 4,000

Tolerance Class

f-Fine -

m - Medium
c - Coarse "L

v - Very Coarse
Minimum Maximum

Ejemplificando su uso, se proporciona un tamaiio de 25 mm y calidad media como se

ve en la figura siguiente:

18 W & 8:48PM

€ IS0 - Linear Dimension

Dimension (mm)
25

Tolerance Class

m - Medium -

Tolerance +/-
0.2

Minimum Maximum
24,80 25,20

El resultado establece que la dimensién minima puede ser de 24.8 mm y la mdxima de

25.20mm, obviamente la calidad seleccionada queda a criterio del disefiador.
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También se puede determinar las siguientes tolerancias geométricas:

- Straightness (rectitud)

- Flatness (planicidad)

-Perpendiculaty (Perpendicularidad)

- Symmetry (Simetria) y

- Run out

Para ejemplificar su uso considérese un tamafio bdsico de 40 mm y una Tolerancia H,

obteniéndose lo valores que se muestran en la figura siguiente:

< 1SO - Geometrical Tolerance

Dimension (mm)
45

Tolerance Class

H =
Straightness =5 0.1
Flatness , 0.1
Perpendicularity 1 0.2
Symmetry — 0.5
Run out s 0.1

4.7. Apps Calculadora Grafica.
Asignatura: Estadistica, Calidad

Al ejecutar el programa se ofrecen las opciones que se muestran en la figura:
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Calculadora Grafica

A ki i g e
v x a0 kg
abs

FeT

h) < tan
Calculadora

7 B8 .9 DiL AC
A icEa k6 WW
BENEN ]
0. - E:ANSH
(”\"‘h’f\
I 3 3 %
Estadistica ( Ajustes
7 T
Py

Se selecciona estadistica, y se introducen los datos a analizar:

Pulsar en la tabla para
introducir o editar datos, pulsar
larga borrar para eliminar una
lista entera. Pulsar en el cuadro
de resumen de estadisticas
para un resumen de los datos

representados como una tabla
de frecuencias, con los valores
Y como las frecuencias. Para

ONo volver a mostrar

CERRAR
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Obteniéndose la informacién siguiente:

Estadistica
x ¥
200 35000
250 40000
300 45000
400 50000
500 60000
Resumen estadistica
una variable (x) una variable (y)
X =330 ¥ = 46000
Zx=1650 Iy = 230000
¥x® = 602500 Iy2 = 10950000000
ox = 107.70329614269 oy = B602.32526704263
sx = 120.415945787923 sy = 9617.69203083567
n=5 n=5
min = 200 min = 35000
=225 Ch = 37500
med = 300 med = 45000
0= = 450 0= = 55000
max = 500 max = 60000

dos variables
r=0.992985651085595

Xxy = 80500000
covariance = 920000

Otra opcion, es el graficado de funciones, se introducen las ecuaciones a graficar:

Grafica
FUNCION | POLAR

Ecuaciones
A: y=x"3+2
B: y=3cos(x)+3x2
C. ys=
D: y=
E: y=
Grafica

Dibujar todas las funciones seleccionadas.
Ecuacion A incluye una coordenada movible.

IMPLICITA

i

(<)

8B 8

(<

0]

~
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Se da OK para obtener las grdficas deseadas:

X y
-2.036819458 -6.450017446

Y la obtencidn de grdficas en 3D; inicialmente se dan las ecuaciones:
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Grafica 3d
FUNCION ESFERICA  IMPLICITA
Ecuaciones
A:  z=sin(x?+y?) R
B: z=tanh(x®)+tanh(y?) IR
C: z=tanh(cos(x)+cos(y)) IR
D:  z=log(x?)+sin(x+y) I
E: z-= B O
Grafica

Dibujar todas las funciones seleccionadas OK

Coordenada Movible
O Incluir coordenada 3D

Y finalmente se obtiene la grdfica:
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4.8. App Tolerance

Asignatura: Disefio de herramental y Disefio de mdquinas.

Aplicacion: Obtener las tolerancias de ajustes drbol y agujero de acuerdo a

la norma ISO.

Ejemplo. Calcule el tamafio minimo y mdximo para un sistema drbol-agujero y un

tamafio nominal de 35 mm si se requiere que el eje gire con respecto al cojinete y

engrase correcto asegurado.

De la tabla 4.1, y considerando tolerancias lo mds amplias posibles (menor calidad) se

selecciona un ajuste H8/e8 (letras maylsculas

drboles).

Tabla 4.1. Ajustes recomendados por ISO

para agujeros, minusculas para

Piezas fijas

se somete el metal
no rebasan el limite
eldstico)

AJUSTES DE USO CORRIENTE Ejes|H6 |H7 |H8 |H9 |HI11
- Piezas cuyo funcionamiento requiere de mucho juego | ¢ Q9 11
= = | (dilatacion, mala alineacidn, apoyos muy largos ,etc) d 9 11
= =
- =
E : ‘g g Caso corriente de piezas que giran o deslizan sobre e 7 8 9
'S § un casquillo o cojinete (Engrase correcto asegurado
§ § § Swcanllo o comnete (Bng gurade) " 176 67| 7
-E £ | Piezas con guiado preciso para movimientos de poca g 5 6
amplifud
Posibilidad de | El acoplamiento Es pasible el h 5 6 7 1

~ montaje y no puede moniaje a mano T

% desmontaje sin transmitir AL S 6

= deteriorar las esflerzos Montaje con mazo k 5

=~ ez de madera

o piezas m 6

~§ El acoplamiento | Montaje con prensa p 6

S ibili ti -

3 .:;np;s:brhdad puede rr:ni.ﬂmur Montaje con prensa p 7

S e fsm:?nmr esfuerzos o por dilatacién 7

g S“} deteriorar {comprobar que las u

= as pezas dilataciones a que X 7

=

=

A continuacidn, de la tabla 4.2 se seleccionan las tolerancias para el agujero y de la

tabla 4.3 para el drbol
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Tabla 4.2. Tolerancias para agyjeros en ym (micrometros).

Tabla B2.- Tolerancias para agujeros en g (micrdmetros)

AGIJEROS |Hasta 3 |3as6 Gald | 1021k | 12230 | 30250 | 50280 | S0a 120a | 180a | 250a | 315a | 400a
inchuido | mehaide 120 180 250 EJH 400 S0d

D10 + &l +78 +98 +120 | +149 | #0150 | +220 | +260 | +305 | +355 ( <400 [ +440 | +480

+20 +30 +40 +50 +65 +850 | +30 | <120 | +045 | 070 | <290 | +210 | +330

F7 + 16 +12 +24 +H +d1 +50 | ~60 +71 + 43 +% | 106 [ =119 [ +131
+6 + 10 +13 + 16 + 30 +25 | +30 +36 | +43 +50 + 56 + 62 + 6

G6 +5 + 12 + 14 +17 + 0 +25 | +29 TR I T T -9 + 51 + 6l
+2 +d +5 +6 +7 +9 + 10 +12 | +14 + 15 +17 + 18 +2)

Hé +6 +4 +4 +11 +13 + 16 + 19 +1 R ] X 32 + 6 + 40
+10 1] 0 (1] [} (1] il 1] i [1] a 1] 1]

H7 + 40 +12 +15 + 1% +21 +25 | +30 +35 | <40 + 46 +52 + 57 +47
+10 0 0 ] 1] [] ['] ] [ a ] 1]

HS + 14 + 18 +22 + 27 +13 +3% | +45 +54 + 61 +72 + Kl + K% +497
+10 [1] o 1] ] 1] ] o [i] [ a i [1]

HY +25 -+ 3 + 36 +43 + 52 +6 | + 74 +HT | + 100 [ <115 | =130 | +140 [ + 1585
0 0 0 ] [ 1] 1] 0 1] L] 0 0 L]

H 10 w0 | <48 | +58 | =M | +83 | <000 | +120 [ <030 [ <160 [ <185 | <210 | =230 | +250
L] L] 0 L] 0 L] 1] [ 1] 0 0 0 1]

H11 * 6l EkE] w90 | o« 310 [ B30 | e j60 | o050 | + 200 | + 230 | « 200 | «3H0 | « 360 [ +d00
0 [1] 0 il [] 1] ] ['] ] [ [i] 1] [1]

H12 + 10 + 120 + 150 | #1850 | +2010 | + 280 | +300 | +350 | <200 | 460 | + 520 | o+ STO | + 630
0 1] 0 1] 1] 1] /] [ 1] 1] ] 1 i

H13 + 1l + |50 + 220 | «270 w390 | «d60 | «530 | <630 | 730 | «HID | < HWD | %70
] 1] 0 0 1] n L] 1] 1] 0 0 1]

JT +d +6 +H + 10 + 14 + 1% +22 + 26 + + 16 + 19 +41
- 6 - =7 -8 =11 12 =11 =14 - 16 =16 - 18 = X

Kﬁ 1] +2 -2 +2 3 wd +d d ] -5 +T + 8
.6 .5 -7 .9 a1 | o.as .18 .21 24 .27 .29 .32

K7 [i] +3 -5 +6 -7 -9 + 10 =12 =13 = 16 + 17 + 1§
=10 =9 - 10 =12 =13 =18 =21 o] =28 =31 =35 =40 =48

M7 -2 [1] [ [] [] [7] [] [ [ [ a a [1]
=12 o o ] - I8 o | =23 - 30 - 15 - 40 - d6 - 52 -57 =61

N?‘ -4 -d -4 -5 -7 -8 -9 -1 =12 =14 =14 - 16 =17
=14 - 16 -19 S -28 -11 -39 - 45 - 52 - 6 - 66 =71 - B

Ng- -4 -0 -0 (1] (1] L] 1] o a i) a o 0

-39 -0 - 36 - 43 - 52 -62 -4 - 87 - 100 - 115 - 130 = 140 - 15%

P& -6 -9 -1z - 15 - 18 -2 -8 - 30 -3a -4l -47 -51 -5
-1 -7 -2 -3 -3i -37 - 435 - 53 -6l =70 -1 -7 -98

P7 -6 -3 -9 -1 -14 -17 -2 -2 -28 -33 -3s -dl -d5

-18 -3 - - -75 -4} -5 -5 - 68 ) -8 -9R | - 108

P9 -9 -1z -15 - 18 - -26 -32 -1 -43 - 50 -56 -82 - 68

-31 -42 -51 - 61 -T4 - 88 - 106 - 124 - 143 - 165 - 186 - 202 =223
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Tabla B3.- Tolerancias para drholes o ejes en pm (micrometros)

EIES Hasta 3| 3a6 | 6210 | 1Walg | 18230 | 30250 | S0as0 | 20a 120a 180a | 250a | 315a | 400a
= | inchuido | mncbiade 120 180 250 3s 40 500
alp | -0 =270 = 2Ry - 249 =300 =320 =360 =410 - 530 - B3l - 1050 | - 1350 | - 1650
=330 =345 =370 = 400 =430 =470 =530 . ] =T10 =950 =1240 | - 1560 | - 1900
cll - 60 -70 -80 | -95 [ -1 | -130 [ -1%0 | -we0 | -0 [ <280 | -330 [ -400 | -4E0
=12 -145 - 170 - N5 =240 =280 =330 + 300 - 450 - 530 - 620 - T2 - &40
d9 =20 =30 -4l - 50 =65 - %l = 100 - 12 = 145 = 170 = 180 =210 =230
=45 = 6l =75 ] =117 =142 =14 - M7 =245 =285 =3 = 350 - 385
d10 | -2 =30 -a0 | -s0 | -85 280 | .10 [ 120 | -0as [ ca70 [ -0 | -zio | 2230
- &l -T8 -9% 120 | -149 | -1%0 | -200 | -350 | -305 | -355 | -400 | -440 | -480
d11 -20 -30 - 40 - 50 - 65 -850 100 | -120 | -045 | -170 | -390 | -2100 | -230
= Bl - 105 = 130 = 16l =195 =240 =20 =340 ] = Al - 510 - ST = 630
e7 =14 =20 =25 -1 = =30 =6l =T = %5 = 100 =110 =125 =135
=24 =32 =4l = 50 =61 ] =90 = 107 = 125 = 146 = 162 = 182 = 198
eB - 14 -20 =25 -2 - a0 - 50 -6 =12 - ES =100 | -no | -125 | -13s
=28 =38 -47 - 59 =73 - B9 = 106 - 126 - 148 =172 - 191 =214 =232
e9 =14 =20 =23 -1 =40 -5 - 6 =12 - K5 =100 [ =010 | -125 [ 133
-39 - 50 -l =75 -9 =102 | -134 | -159 | -85 | -215 | -240 | -265 | -290
T6 6 ~10 = E] ~16 -2 -2 -30 ~36 I E] ~50 56 —62 ~ 68
-12 -18 -3 -N -3 -41 -49 -5 - 68 -8 - 88 -0 - 108
T7 -6 - 10 NEN B ] -2 -30 | -36 | -43 - 50 56 | -62 - 68
.16 .22 22 | -m -1 - 50 - 6l =71 .81 2us | e | -nie | aam
I8 -6 =10 =13 =16 =2 =25 =30 - 36 =43 =50 - 56 =62 - 68
=20 =28 =35 =43 =53 =64 =T =90 106 =122 =137 = 151 - 165
gs -2 -4 =3 -6 =7 -9 B =12 =14 =15 =1 =15 B
= =9 =11 = 14 =16 i1 -3 =17 =33 =15 =l =43 =47
g6 -2 -4 -5 ) -7 -9 =10 =12 =14 =15 =17 = 1K =
-8 =12 -~ 14 =17 =20 =25 -29 - 34 =39 - 44 -9 =54 = il
hs [{] 1] [ [1] 1] o [} [1] 1] [ [1] [1] 1]
-4 -5 -6 -3 -9 =11 =13 -18 - 1% =20 =2 =25 =27
hé 0 o o L] 1] o o a 1] L4 1] [1] 1]
-6 =8 =9 =1 =13 ] =19 -2 =23 =% =32 = 36 =40
h? o o o 1] 1] L] L] L] ] o L o 0
=10 =12 =15 =18 =21 =25 =30 =35 =4 =45 - 51 - 57 - 63
hi 0 o o 0 o o o 1] 1] L} 1] 1] ]
=14 =18 =22 L 1 =33 -39 - 4t - 54 - 63 -T2 -8l - B9 21
h9 it o o 0 1] o o a 0 o o L] 1]
=215 =30 =36 =43 =52 = 62 = Td = §7 = 100 =115 =130 = 14 = 155
B 10 [ 0 [0 [ ] o 0 [ 0 [0 [ 0 0
=40 =df =58 =70 ) =100 =12 = 140 = 160 = 18§ =210 =230 =150
h11 [ ] 0] 0] [ 0 0] 0 0 ] ] 0 [
=60 =73 =90 =100 | -130 | -160 | -190 | -230 | -280 | -200 | -330 | -360 | -440
h13 0 [ o ] 0 L] o L] ] '] o L] 0
= 140 = 180 = 120 =170 =330 =350 =460 -] = 630 =720 = R10 = B G970
jﬁ +d +6 +7 EE] +9 =11 + 12 +13 + 14 + 16 + 16 + 18 +20
-2 -2 -2 -3 -4 -5 -7 -9 -1l .13 A6 | .18 -
k! +2 +25 +3 +4 +45 +55 +65 +15 +9 +10 +11.5 | +125 | +135
=2 =25 =3 =4 =45 =55 =65 =13 =9 =10 =115 | =125 | -13%
j‘ﬁ +3 +d4 +45 +55 +65 + 8 +95 =11 125 | +145 +16 + 18 + 20
=3 =d =45 =55 =65 -8 =05 =11 =115 =145 =16 = 18 =20
Js9 +12 +15 + 18 +21 +26 +31 +37 +43 +50 +57 +65 +70 +77
=121 =15 = 1% =2 =26 =3 =37 -43 =50 =57 - 65 =T =T
Jg,u +30 +37 + 45 +55 +65 + 80 +95 + 110 | #0125 | <145 | +160 | +1B0 | +200
=30 =N -45 -55 - 65 - &0 =05 -10D | -025 | -145 | -160 | -180 | -200
ks +4 +6 +7 +9 +11 +13 +15 + 18 +21 +24 +127 +29 +32
o +1 +1 =1 +2 +2 =2 +3 =3 +d +d +4 +5
k6 +6 +9 + 10 +12 +15 + 18 +21 +15 + I8 +33 +36 +d0 +45
0 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +4 +5
m5 +6 +9 +12 +15 +17 +M +M +18 +13 +37 +43 +4d6 +50
+2 +4 +6 +7 +8 +9 +11 =13 +15 +17 +20 +21 +23
m 6 +8 + 12 +15 +18 +21 +25 +30 +35 + 40 +d6 +52 +57 +63
+2 +4 +6 +7 +8 +9 +11 +13 +15 +17 +20 +21 +23
nk + 10 +16 +19 +13 +28 +33 +39 +45 +52 + 60 +66 +73 + B0
+4 +8 + 10 +12 +15 +17 +20 +H +27 +31 +34 +37 +40
ph +12 +20 +24 +29 +35 +42 +51 +59 + 68 + T4 + 8% +98 + L0
+6 +12 +15 +18 +1 +26 +52 +37 +43 +50 + 56 +62 + 68
Miro. Felipe Diaz del Castillo R. -204 -

Asi, para el agujero se tiene una tolerancia Oy +39, en consecuencia, el tamafio minimo

es de 35.000 mm y el famafio mdximo de 35.039 mm.

Y para el drbol, se tiene -89 y -50, por lo tanto, el didmetro minimo para el eje es de

34.961 mm y el mdximo de 34.950mm
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Al ejecutar el programa ISO FIT se puede ver la interface siguiente:

- Inner dim. | Outer dim.

Upper deviation (ES | es):

Lower deviation (El | ei):

Upper limit:

Lower limit:

Allowance: -

Max. clearance: -

Min. clearance: -

= (all information in mm)
f Inner dimension  Outer dimension |
(e.g. hole) (e.g. shaft)
Basic size: G 6 g 6
(w7 ] o 7]
JS H 8 ‘ ‘ s || 8
J 9 i 9

A continuacion, se proporciona el famafio nominal, en este ejemplo, igual con 35 mm y

las tolerancias requeridas H8/e8 (los valores que aparecen entre corchetes

cuadrados):

=» (Clearance fit

Inner dimension

(all information in mm)

Outer dimension

(e.g_. hole) (e.g. Shaft)

Basic size: G 7 d 6

s | [H e} el 7
s 9| Iel]8]

ol 10 r 9
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El programa de manera automdtica proporciona el valor de las tolerancias y los
tamafios mdximo y minimo del agujero y el drbol, pudiendo observar que coinciden

perfectamente con lo obtenido con ayuda de las tablas.

(MBI ¥ 0 s:19PM
35 H8/e8 Inner dim. | Outer dim.

Upper deviation (ES | es): 0.039 | -0.05

Lower deviation (El | ei): 0 | -0.089

Upper limit: 35.039 | 3495

Lower limit: 35 | 34.911

ES|

Allowance: 0.078 = o

Max. clearance: 0.128

Min. clearance: 0.05 esl

Ejemplo. Calcule el tamafio minimo y mdximo para un sistema drbol-agujero y un
tamafio nominal de 25.4 mm si se requiere ajuste a mano entre las dos piezas.

De la tabla 4.1, y considerando tolerancias lo mds amplias posibles (menor calidad) se
selecciona un ajuste H7/h8 (letras maydsculas para agujeros, minlsculas para
drboles).

A continuacidn, de la tabla 4.2 se seleccionan las tolerancias para el agujero y de la
tabla 4.3 para el drbol, asi, para el agujero se tiene una tolerancia 0 y +21, en
consecuencia, el tamafio minimo es de 25.400 mm y el tamafio mdximo de 25.421 mm.
Y para el drbol, se tiene -33 y O, por lo tanto, el didmetro minimo para el eje es de

25.367 mm y el mdximo de 25.400 mm.
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Utilizando el programa ISO Fit se obtiene:

25.4 H7/h8 Inner dim. | Outer dim.
Upper deviation (ES | es): 0.021 | 0
Lower deviation (El | ei): 0 | -0.033
Upper limit: 25.421 | 254
Lower limit: 254 | 25.367
ES
Allowance: 0.054 Jes 2
Max. clearance: 0.054 %
Min. clearance: 0
el
= (Clearance fit (all information in mm)
o Inner dimension  Outer dimension |
(e.g. hole) (e.g. shaft)

Basicsizee | G 6 |:h] S

[
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4.9. App Calc psicométrica.
Asignatura: Termodindmica, Maquinas térmicas
Aplicacion: Obtener las propiedades termodindmicas del aire a partir de

las temperaturas de bulbo seco y bulbo hidmedo.

Al ejecutar el programa, se selecciona el sistema de unidades, en este caso Unidades

métricas:

(il pscometc (i Ut

Qutar i
Aud Thd

(e eta pleaoitn
Bulbo et 040

Envicomentaros
Aoty 0 mm

Esta aplicacidn tiene una ventaja sobre otras: considera la altitud sobre el nivel del
mar, asi, considerando que Cuautitldn se encuentra a una altitud aproximada de 2300
m se introduce dicho dato, posteriormente, se proporciona la femperatura de bulbo
seco y la temperatura de bulbo hidmedo, continuacion se muestran dos ejemplos con
distintas temperaturas de bulbo himedo para poder apreciar el efecto que tiene en

la humedad relativa:
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Cal psicométrica :
Calc psicomeétrica
Atitud 2300 m
Alitud 2300 iy
Bulbo seco 21.00 'C
Bulka seco |27.UU 'C
Bulbohimedo ® 2000 0
— Bulbo himedo ® 16 'C
Puntoderocio O 174 Lt
S Punto deroclo O 1062 'C
i %
Humetadreathe O 559— Humedad relativa O 38 %

Salidas

Aokl

4.10. App Ie Polator

Asignatura: Todas aquellas en donde se manejen datos numéricos:

Aplicacion: Interpolay extrapola valores en funcién de los que ya se tienen

Al ejecutarse, aparece la interfase siguiente:

17 iePolator X
‘g’;&’,‘,’oﬁ?&v LA INTERPOLACION BILINEAL  POLINOMI

x1 ]

$¢ flx2|

5 fixl =2

CALCULAR RESETEAR

Para obtener un resultado Introduzca los valores en un
orden aleatorio en las celdas. El programa detectara
automaticamente un método de calcular un resultado
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Se introducen los pares de datos que se tienen, y después el valor de x a interpolar,
en este caso, 285, se obtiene el valor de f(x) y la ecuacién lineal que mejor se ajusta

a la informacion proporcionada.

iePolator
Lyt LA INTERPOLACION BILINEAL  POLINOMI

x1 flx1]

250 32000

X2 fx2)

300 38000

X

285 =2

Para obtener un resultado Introduzca los valores en un
orden aleatorio en las celdas. El programa detectara
automaticamente un método de calcular un resultado

También se pueden extrapolar valores, claro siempre con precaucién, para
ejemplificar, se introduce un valor x= 325, obteniéndose un valor de f(x) de 41000,

tal y como se muestra en la figura.

iePolator

Ig::su"ﬁgg; LA INTERPOLACION BILINEAL  POLINOMIC
x1 1x1]
250 32000
¥2 1x2]
300 38000
%
325 flx] =7

cxii

Para obtener un resultado Introduzca los valores en un
orden aleatorio en las celdas. El programa detectara
automaticamente un método de calcular un resultado
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4.11. App Steam calculator.
Asignatura: Termodindmica, Mdquinas térmicas, termofluidos
Aplicacion: sustituir las tablas termodindmicas para obtener las propiedades
del vapor de agua.

Su uso es extremadamente sencillo, después de ejecutarlo, se selecciona el sistema

de unidades deseado, y se proporciona el valor de la Presion y la temperatura.

Steam Calculator H

Find Your Right Solution

Y 6\"-.-93-0' Belts Continental
Pressure
P = I kg/cm? -
Temperature
W s e -
Pressure
P 30 kg/em? -
Temperature
T 1758 ko] -
Specific Enthalpy
h 742.23 kJ/kg ot
Specific Entropy
s 2.0882 kJ/(kg'K) =
Vapour Fraction
X NaN % i
Specific Volume
v 00011191 m¥kg =

4.12. App Torsion HPC
Asignatura: Mecdnica de sélidos
Aplicacion: Cdlculo de esfuerzos de corte en barras sometidas a torsién de

distinta geometria.

Programa muy fdcil de usar, sélo hay tener cuidado con las unidades que se seleccionan
en Settings, y claro, para calcular el escuerzo en secciones circulares, hay que
escoger Elliptical, y en Ay y Cx debe proporcionase el valor del radio de la barra a

analizar.
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g e T T e e avrer ey TR IR o

Cx 20 cm Applied Torque: 2 kN-m
Grid Scale: ®0-2ecm CO0-5cm C0-10 cm

Shape Type: (U Polygon (=) Elliptical

Output  \tay Stress: 1.577e+5 kPa

Twist Angle, 8:  9.948e-7 rads/cm

Legend

(kPa) 0.0 305e+4  7.90etd  1.78etS  1.58e+h

Cross Section

Reset : Settings

Para una barra de seccién cuadrada se selecciona Polygon,

=Z16 ¥ 0 8:24PM
Torsion HPC Ver 1.2 ; J— —
nput Ay 40 cm Shear Modulus, G: 80 GPa
05 10 15 20 25 30 35 40 45 °cm Cx 40 | com Applied Torque: 1.5 kN-m
45 Grid Scale: 0-2cm (=0-5cm () 0-10 cm
Shape Type: (=) Polygon () Elliptical
40
Bx 4.0 cm By 40 cm
35
Output  \ay Stress: 1.397e+4 kPa
30
Twist Angle, 8: 3.256e-5 rads/cm
25 Legend
(kPa) 0.0 3.50e+3 7.00e+3 1.05e+4 1.40e+4
20
Cross Section -
15 Reset Settings
10
0.5
Total calculation time: 2.559 sec

O O Q)
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Y para una barra de seccién hexagonal:

(M. =1 ] o 0 825PM
Torsion HPC Ver1.2 J— R
Input Ay 40 cm Shear Modulus, G: 80 GPa
Cx 4.0 cm Applied Torque: 1.5 kN-m
Grid Scale: O0-2cm (=0-5cm 0 0-10 cm

Shape Type:

(= Polygon () Elliptical
Bx 4.0 cm By 2 cm

Output  pjax Stress:

Twist Angle, 8:

1.975e+4 kPa

5.358e-5 rads/cm

Legend
(kPa)

0.0

4.95e+3 9.90e+3 1.48e+4 1.98e+4

Cross Section

\

l Reset .. ISettings

Total calculation time: 1.446 sec

@) O

4.13. App HelicalGear

Asignatura: Disefio de elementos de mdquinas

Aplicacion:

helicoidales.

Q)

de dimensiones bdsicas de engranes rectos vy

Se trata de un programa en portugués que aunque tiene algunos errores ayuda a

calcular dimensiones bdsicas de engranes rectos y helicoidales proporcionando los

siguientes datos:

DP (Diametral Pitch o Paso diametro), en donde debe tenerse cuidado porque le

programa sigue pidiendo el valor del Mdédulo, ademds, el programa calcula un valor

aproximado del médulo, lo cual es totalmente incorrecto.

CP (Circular Pitch o Paso circular)
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Métrico (en donde se refiere al Médulo m)

Si se trata de un engrane helicoidal, también debe darse el valor del dngulo de hélice,
en grados, minutos y segundos, para un engrane de dientes rectos, este valor debe
ser igual con cero.

Ejemplo 1. Paso Diametral igual a 8, ndmero de dientes Z=16

HelicalGear

@op Ocr O Metrico

Médulo 8 Z-qt.Dentes 16
G 0 m 0 s 0
D1H ISP T 1L S 50.80 mm
DTSN EX 1e 110 . 57.15 mm
LI MYy soooooooooooooooooood 3.1750
ANgULO. .ot 000002
(1 b ooooooooooonooonooos 1.0000
P e 1 £.L [ ) S 159.59mm

LIMPAR CALCULAR

Ejemplo 2. Mddulo (Métrico) igual 2.5,y Z=16

HelicalGear

Qor Qcp (@ Metrico

Médulo 2.5 Z-qt.Dentes 16
G 0 m '] s 0

[l (AR o cocoooacanns 40.00 mm
(G, BHRED. o 45.00 mm
LI Ny ooo00000000000000000d 2.5000

Angulo. . ..oet it 00000°
[ D55 EM0 T r OO 1.0000

IR 0 c00oooo0000000000 125. 66mm

LIMPAR | CALCULAR
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Ejemplo 3. Mddulo igual a 2.5, Z=16 y dngulo de hélice=15

HelicalGear

Médulo

G 15
Dia. Primitive.............. 41.41 mm
DTE S E X 1 £ 1) S 46.41 mm
} G 1 | 0 S e e 2.5000
Angulo.............. il 15.00000°
[ M oocooocoscosooanoood 0.9659
PE LI E L I 0 e 130. 10mm

4.14. App Reynolds Free

Ope Oce @ Metrico

2.5 Z-qgt.Dentes 16

LIMPAR CALCULAR

Asignatura: Mecadnica de fluidos, Laboratorio de Mecanica de Fluidos

Aplicacion: Calcular el Ndmero de Reynolds para agua y aire.

Aplicacién muy Util y fdcil de usar, sélo debe proporcionarse los valores de Densidad,

Viscosidad dindmica, Longitud o didmetro y el caudal; si se tiene algin problema para

obtener el valor de las tres primeras, puede usar la opcion: Calculator.
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@ Reynolds Number Free

Density:

997.0 kg/m*3 Z p calculator
Dynamic Viscosity:

6.305E-4 Pa-s n calculator
Length or Diameter:

.05 m ) D calculator
Fluid Velocity:

.09 m/s

Calculate 9041

Turbulent Flow (if internal)

4.15. App Heat Transfer Heat
Asignatura: Transferencia de calor y termodindmica
Aplicacion: Cdlculo de Flujo de calor por conduccion, conveccién, radiacién y
en aletas.

Al ejecutar el programa se selecciona la opcién Conduction:

Heat Transfer Free :

CONDUCTION CONVECTION RADIATION
o,
L LIS ;

o
N

8,

Ly

( EXIT )

Se introduce el valor de la temperatura en el lado caliente (40°C), en el lado frio
(20°C), la conductividad térmica de la pared (10 W/m?) y el espesor de la pared, 0.1
m:
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Conduction - One plane layer

Solve Clear

q(W/m?)

Show All Temperatures

Al aplicar la opcidh Solve, se obtiene un valor de 2000 W/m#

€  HT- Free 111

Conduction - One plane layer

20

40
e, T
2000 W/m?

Show All Temperatures

Show Temperature Plot

Al seleccionar la opcion; Show All temperaturas se obtiene:
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Conduction - One plane layer

@

8, = 40.00 °C
8,=20.00 °C

Y seleccionando Show temperature Plot se obtiene una grdfica que muestra el perfil

de temperaturas a través de la pared:

Conduction - One plane layer

4
61
9
8,
: L H
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 a1
40.0
40 O a0
a5 a5
30 a0
25 25
20.0
20 <|> 20

4.16. App Hardness Calculator.
Asignatura: Tecnologia de Materiales
Aplicacion: Calcular el nimero de dureza Brinell, Knoop o Vickers conociendo

el tamafo de la huella dejada en el material y el valor de la carga aplicada.
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La secuencia es la siguiente:

a) Se selecciona la prueba de dureza

Em i d

Hardness Calculator

® Brinell
Knoop
Vickers
Force (Kgf)

b) Se proporciona el valor de la carga aplicada:

EmLd

Hardness Calculator

L] Brinell
Knoop
Vickers
Force (Kgf): 3000

c) Se introduce el valor de la carga aplicada y el famafio de la impresion:

nld
MailulNess waisuiaw

) ) Brinell
o Brinell
Knoop
Knoop
Vickers
Vickers
Force (Kgf) 3000
Force (Kgf): 3000
Diameter Of Ball (mm): 10
Diameter Of Ball (mm) 1q
Diameter Of Impression (mm): g
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d) Por dltimo, se obtiene el valor de dureza.

culator

@ Brinell

() Knoop
() Vickers

Force (Kgf): 3000
Diameter Of Ball (mm):
Diameter Of Impression (mm): 5

HB: 142.55

Calculate Clear

4.17. APP Fasteners Lite
Asignatura: Disefio de elementos de mdquinas, Disefio de mdquinas, Disefio

de Herramental.
Aplicacion. Tipos y dimensiones de los diferentes tipos de tornillos, tuercas,
pasadores y arandelas (roldanas).

Al ejecutar el programa se tiene la interfase siguiente:

Fasteners Lite
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Se selecciona el sistema de unidades:

L 747 SETTING DIMENSION UNIT
% SETTING DIMENSION UNIT

pefault Unit: I
pefautUnit: [

CANCEL SAVE
CANCEL SAVE

Para ejemplificar su uso se selecciona Bolt (fornillo) y se muestran muchos tipos de
ellos bajo las siguientes normas: ASTM, DIN, JIS e ISO, selecciondndose la norma

ASTM:

Fasteners Lite

ASTM

Hexagon Socket Flat Countersunk Head Cap Screw
[inch]
ANSI B18.3

Hexagon Socket Flat Countersunk Head Cap Screws
ASME/ANSI B18.3.5M

Hex Bolt [Inch]
ANSI/ASME B18.2.1

Hex Bolt
ANS| B18.2.3.5M

Hex Flange Screw [Inch]
IF1 111

Hex Head-Flange
ANSI B 18.6.7 M / IF1 513

Hexagon Socket Button Head Cap Screw [Inch]
ANSI B18.3

Hexagon Socket Button Head Cap Screw
ANSI B18.3.4M

Hexagon Socket Set Screw Flat Point [Inch]
ANSI B18.3

Hexagon Socket Set Screw Flat Point

ANSI B18.3.6M e
Hexagon Socket Head Cap Screw [Inch]

ANSI B18.3

VWV RRRLS

Se selecciona Hex Bolt, y se muestra una tabla con los diferentes didmetros

nominales:
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ASTM - BOLT

Hex Bolt
s _ K L °

M5x0.8
M6 x1 8
M8 x1.25

5 mm.
M10x1.5 3.58 mm.
M12x1.75 8 mm.

M14x2 iic Profile
M16 x 2 8.2.3.5M

M20x2.5
M24x3
M30x3.5
M36x 4
M42 x4.5
M48 x 5
M56 x 5.5
M64 x 6
M72x6

MB8Ox 6 ncentrate i
M90 x 6 fe you?

LENGTH

CALCULATOR

Se selecciona un didmetro M10x1.5, mostrdndose las dimensiones del tornillo, cabe

aclarar que se puede modificar la longitud del fornillo (Lenght):

ASTM - BOLT

Hex Bolt

_ SIZE _ LENGTH
M12x1.75 40

B: 30 mm. D: 12 mm.
E: 20.785 mm. K: 7.95 mm.
L: 40 mm. S: 18 mm.
Thread Type : 1SO Metric Profile
Standard : ANSIB18.2.3.5M
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Al seleccionar la opcion Nut (tuerca) del mend inicial se aparece la pantalla siguiente:

Se selecciona Hex Nut (milimétrica) y bajo norma ASTM:

Cap Nut [High Crown]
ANSIB18.2.2

Cap Nut [Low Crown]
ANSIB18.2.2

Hex Nut [Inch]
ANSIB18.2.2

Hex Nut
ANSIB18.2.4.1M

Hex Flange Nut [Inch]
IFI

Hex Flange Nuts
ANSI B18.2.4.4M

Slotted Hex Nut [Inch]
ANSI B18.2.2

Slotted Hex Nut
ANSI B18.2.4.3M

Square Nut
ANSI B18.2.2

o000 ®®

Type B Style 1 - Wing Nut [Inch]

ASTM - NUT

Hex Nut

¥ 1°
i
[=] “ w
!
1

.5 . T
M1.6 x0.35 THICKNESS
M2x0.4 1.3

M2.5 x 0.45 596 mm.

M3x0.5 3 mm.
M3.5x0.6 stric M Profile

M4x0.7 8.241M

M5x0.8
M6 x1
M8 x 1.25
M10x1.5
M12x1.75
M14x2
MI6x2
M20x 2.5
M24x3

M24x2
M30x3.5 noentrate

FIAEN
ve you? X > |
M36x 4 y N
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Finalmente, se tienen las dimensiones generales de la tuerca seleccionada:

ASTM - NUT
Hex Nut

SIZE THICKNESS
M10x1.5 8.4
D: 10 mm. E: 18.48 mm.
S: 16 mm. T: 84 mm.
Thread Type : ANSI Metric M Profile
Standard : ANSIB18.2.4.1M

Otra opcidn, son Pins (Pasadores):

Drilled Shank Clevis Pin with Head [Inch]
ANSI B18.8.1

ANSI B18.8.2

Pin - Taper (Inch)
ANSI B18.8.2

& Pin - Hardened Ground Production Dowel (Inch)

Y Washer (arandela o roldana):
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N\

L )\ WASHER

Plain Washer [Inch]
ANSI B18.22.1

Plain Washer
ANSI B18.22M

Helical Spring Lock Washers
ANSI B18.21.1

Regular Helical Spring Lock Washers
ASME B18.21.2M

Square Beveled Washer [Inch]
ASTM F436

Square Beveled Washer
IFI 534

Square Test Washer
IF1

|attugsSee

4.18. App. Material Properties.
Asignatura: Mecdnica de sélidos, Disefio de elementos de mdquinas
Aplicacion: Tener disponible las propiedades mecdnicas

Al abril la aplicacion se muestra la interfase siguiente:

=  Material Properties

A

‘/ -

PLASTIC CONCRETE
2P

CERAMIC INSULATION

F O ©

NEW SEARCH

=

-

BACKUP RESTORE
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Al seleccionar METAL se muestra una variedad de aleaciones ferrosas y no ferrosas:

AZ86 Iron Base Superalloy

Metal

AISI 1010 Steel Hot Rolled Bar

Metal

AlSI 1015 Steel Cold Drawn

Metal

AlSI1020

Metal

AlS1 1020 Cold Rolled

Metal

AlS11022

Matal

AlISI 1023 Carbon Steel Sheet

Matal

AISI 1035 Steel

Metal

Se le selecciona Steel AISI 1020 Cold Rolled y por default se obtienen las

propiedades mecdnicas, entre ellas, el médulo de Young y el médulo de elasticidad al

corte

AISI 1020 Cold Rolled

MECHANICAL THERMAL STRENGTH
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Al seleccionar Propiedades térmicas , se obtienen entre otras, la Conductividad

térmica y el coeficiente de expansion térmica:

MECHANICAL THERMAL STRENGTH

b

- ﬂ mzmm | Eqrn BPM Cert On Demand o
4 .:f’.' \’-:a!.z"fy? 1 .5 :- by o e
ANE

Y finalmente, las propiedades tensiles, la resistencia a la fluencia (Yield Strength )y

la resistencia mdxima (Tensile Strenght):

L=
AISI 1020 Cold Rolled

MECHANICAL THERMAL STRENGTH

P— B m Earn BPM Cert On Demand 0
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4.19. App Mechanics of Materials
Asignatura: Mecdnica de sélidos y Disefio de elementos de mdquinas.

Aplicacion: Calcula'y muestra el estado de esfuerzos en un punto.

Al abrir la aplicacion, generalmente deben introducirse los valores de Ox, Oy, y Txy:

Al terminar, seleccionar el icono e
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Mostrdndose el mend siguiente:

Al seleccionar Infinitesimal Cube se tienen fres opciones: Esfuerzos originales,

esfuerzos principales y esfuerzo cortante maximo:
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Y al seleccionar Mohr’s Circle se obtienen los circulos de Mohr en los planos
principales del punto infinitesimal objeto de estudio, tal y como se muestra a

continuacion:
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4.20. App Zwick/Roell Indentec

Asignatura: Tecnologia de materiales, Ingenieria de materiales, Disefio de

elementos de mdquinas:

Aplicacion: Entre otras, sus principales usos son: calcular dureza Brinell,

espesor minimo de la pieza a probar (Rockwell Thickness Calculator) y

Conversor de Dureza.

Al abrir el programa se tienen las opciones que ofrece el software:

- Calculo de dureza Brinell:
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- Conversor interactivo de dureza:

Conversion
ISO 18265
Table A1

Tensile strength

Vickers
Diamond Vickers

Brinell
Ball

Rockwell
Diamond cone 10kof/ 60 kgt

Emﬂm 10 kgf / 100 kgf
10 kgf / 150 kaf
10 kgf / 100 kgf
3kgf /15 kgf

3 kgf / 30 kgf

3 kgf / 45 kgf

Rockwell Thickness
Calculator

Select Method Diamond

Enter Expected HR 44
Points .

1.10 mm

4.21. APP Text to CNC
Asignatura: Disefio y manufactura por computadora, Manufactura por
computadora
Aplicacion: Obtener el cédigo CNC para un texto sencillo.

Al ejecutar el programa, de manera inmediata debe introducirse el texto y la longitud

y altura del mismo, como se muestra en al figura siguiente:
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Font

AaBbCcDdEe

Times New Roman

Text

ABC
IME—FES-CUAUTITLAN X L
Width

>
120
Helght
10 I
Rapid height —_
5 T
Contour depth l
-0.5 -
Decimals (1 - 5) 123
2
Unit

® Millimeter () Inch

CREATE CNC p

7’7 [ 7 ®

Create G-Code Preview
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Al terminar, se crea el CNC (Create CNC), y después de unos pocos segundos, se puede

visualizar el Cédigo CNC:

G-Code < File | < Text

N10 (IME—FES-CUAUTITLAN)
N20 (1)
N30 GO Z5
N40 GO X2.78 Y0.51
N50 G1 Z-0.5 F100
N60 G1 X2.78 Y0.23 F200
N70 G1 X0 Y0.23
N80 G1 X0 Y0.51
N90 G1 X0.23 Y0.51
N100 G1 X0.59 Y0.59
N110 G1 X0.82 Y0.85
N120 G1 X0.91 Y1.21
N130 G1 X0.93 Y1.92
N140 G1 X0.93 Y8.08
N150 G1 X0.91 Y8.68
N160 G1 X0.88 Y9.04
N170 G1 X0.67 Y9.35
N180 G1 X0.23 Y9.52
N190 G1 X0 Y9.52
N200 G1 X0 Y9.77
N210 G1 X2.78 Y9.77
N220 G1 X2.78 Y9.52
N230 G1 X2.53 Y9.52
N240 G1 X1.96 Y9.18
N250 G1 X1.89 Y8.79
N260 G1 X1.85 Y8.08
N270 G1 X1.85 Y1.92
N280 G1 X1.87 Y1.32
N290 G1 X1.91 Y0.96
N300 G1 X2.12 Y0.68
N310 G1 X2.53 Y0.51
N320 G1 X2.78 Y0.51
N330 (M)
N340 GO Z5
N350 GO X7.11 Y0.23
N360 G1 Z-0.5 F100
_N370 G1 X4.61 Y8.28 F200 ;

Y obtener una vista preliminar del texto creado:

L

E-—<FES-CUAUTL.

Finalmente, al seleccionar la opcién File se puede guardar el cédigo creado:
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Compartir con

&

Mi unidad
felipediazdelcast

0

Copiar al
portapapeles

a

Subir a Fotos

-

Guardar en Drive

O

Bluetooth

@

Hangouts

Ay

Messenger Lite

@

Hangouts
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4.22. Las que faltan....!

Cuando Coppel libere crédito para una hueva Tablet con mejores prestacionesy si se

reciben buenos comentarios de esta primera version, algunos de los programas que
se incluirdn en la siguiente serdn:

- App pressure drop

< Q
pressure drop
Contiene anuncios
] €

500+
2.3MB Todos ®

Descargas

@ Es posible que esta app no esté optimizada para tu dispositivo

- Pressure Losse Drop

;‘ Pressure Losses Piping Drop

43% ‘ ‘ | 2 1K+
6 resefias ) 3.8MB ! Todos © Descargas
Y PIPII_%%SPE?SESSURE e, PlPll_néGS SPé?SESSURE . RERERESSURE

)

a1 | [+

i

Iz
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- AppstatikTUGo
v TU Graz

s4% 2] €

82 resefias 27MB Todos @

@ Es posible que esta app no esté optimizada para tu dispositivo

s
-

==
— o || L

wau| \NARR < 1

Syl Latan
Einstslirges

[

AndTruss2D

& RITUITUDY LW
i TeoBou

Contiene anuncios * Compras integradas

39% 2] €

925 resefias 1.8MB Todos ®

® Es posible que esta app no esté optimizada para tu dispositivo

T o R

172
o
[~

10 K+
Descargas

100 K+
Descargas

Instalar

|-|rﬂt
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APP MotionGen

r Anurag Purwar W

45% t 10 K

77 resefias 4.2MB Todos ©® Descargas

0tion(en: esign and Simulation of Planar Four-Bar Linkages  EZ3 EE e o om Em

Supported by
A TALENT Gt
and

N SUNY TG Avand 0
(- Anurag Parwar and Jeff Ge

-App Estado sdlido 3D
R d Sl e e

Contiene anuncios

42% t & 10K+

608 resefias 24 MB Todos @ Para toda la familia Descargas

® Es posible que esta app no esté optimizada para tu dispositivo
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Lathe Simulator Lite
Simulador 3D de una cldsica mdquina de torno de tornillo de corte mod. 1K62. La
aplicacién simula el rendimiento de las operaciones de torneado normales en un modo

interactivo.

Contiene anuncios

35% A t 10 Ks

79 resefias 28 MB Todos ® Descargas
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- App 3D CAD Mechanical Exercises

Contiene anuncios

38% 2] € 5K

58 resefias 27 MB Todos ® Descargas

® Es posible que esta app no esté optimizada para tu dispositivo

nowe i %o n

0 CAD Mecharko Exmse_ <& 30 CAD Mechanioal Exe <5 §

AUtoCAD 2D and 30 Exercises
ho Perfoct

- App Alcohol Fabrica Simulator

g

Contiene anuncios * Compras integradas

1% a 1M+

50 K resefias 45MB Adolescentes © Descargas

® Es posible que esta app no esté optimizada para tu dispositivo

~ LAS BEBIDAS ACABADAS SE DEBERAN DISPENSAR | [l [ | S
EN LOS CONTENEDORES APROPIADOS ! LA BASE DEL RESTO DE BEBIDA
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App Virtual Lab- Strength of Materials

BE  vincabs $75.00

& e

46 MB Todos ®

App Hidraulic Circuit Training Simulator
l, ' ENgineering Adventures “

Compras integradas

29% 2] € 5 K+

15 resefias 1.9MB Todos ® Descargas

@ Es posible que esta app no esté optimizada para tu dispositivo
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